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今週のキーワード

循環型ポリマー
高機能化とリサイクル技術が進化

21
件

記事数

7
カ国

対象国

50kV/mm超
絶縁破壊電圧

99.8%以上
再生純度

今週の全21記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01 超吸水性ポリマー 研究概要
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●○○

○
●●○○

○

自身の数百倍の水を吸収・保持し、生分解性を持つ革
新的な超吸水性ポリマーが水資源管理を刷新する可能
性。

#02
プラスチック化学リサ
イクル

企業発表
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

ヴァルメットが高速熱分解によるプラスチック化学リ
サイクル技術を発表。2027年産業規模プラント稼働
予定。

#03 パワ半導体モールド材 企業技術
報告

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
●

三菱電機が50kV/mm超の絶縁破壊電圧を持つパワー
半導体向け高機能モールドコンパウンドを開発。

#04 繊維化学リサイクル 企業発表
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

ミシュランとシンテティカが事前選別不要な混合繊維
から高純度リサイクルナイロンを生成する技術を工業
化。

#05 IC基板キャリア 製品紹介
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
PICAが5G/6G向けに超微細配線と高信頼性材料を特
徴とする高性能IC基板キャリア技術を提供。

#06
AIインフラ向けポリマ
ー

製品発表
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

コベストロがAIデータセンターや半導体ウェハー輸送
向けに難燃性、熱管理、低アウトガス性ポリマーを発
表。

#07 Sulapacバイオ素材 製品紹介
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
Sulapac社が既存加工機で量産可能な生分解性・マイ
クロプラスチックフリーのバイオベース素材を提供。

#08 再生スチレンモノマー 企業発表
●●●○

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
テクニップ・エナジーズとアギリックスが99.8%以上
の高純度再生スチレンモノマー生産技術を発表。

#09 CFRP反り挙動分析 学術論文
●●●○

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●●

○
CFRPの荷重下反り挙動を精密分析し、航空宇宙・自
動車分野での寸法安定性向上とリサイクルを研究。

#10 放射線耐性ケーブル 解説記事
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○
航空宇宙用途向けにポリイミド、PEEKなどの高性能
ポリマーを活用した放射線耐性ケーブルが進化。

#11
低誘電ソルダーレジス
ト

学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○

高接着性と低誘電特性を両立するポリウレタン変性ア
クリル樹脂ソルダーレジストが先進パッケージング向
けに開発。

#12 高靭性PI繊維膜 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
低濃度前駆体から高靭性ポリイミド繊維膜を製造する
非溶媒補助エレクトロスピニング戦略が開発。

#13
反りなしポリマーブレ
ンド

企業技術
報告

●●●○
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

Solvayが熱膨張異方性を低減し、反りのない寸法安定
性を実現するポリマーブレンド技術を開発。

#14 バイオプラ課題 市場レポ
ート

●○○○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●○
○

●●●○
○

バイオプラスチック（PLA/PHA）がリサイクルストリ
ームを混乱させ、紙ベース素材への回帰が進む。

#15 シリコーン添加剤流通
企業プレ
スリリー

ス

●●○○
○

●●●●
●

●●●○
○

●●●○
○

●●○○
○

ユニバーソリューションズがダウ社との提携を拡大し
、EMEA地域でシリコーン添加剤の流通を強化。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#16 CFRP水素タンク 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●●

●
●●●●

○
大型旅客機向けCFRP製水素タンクのモジュール式組
立コンセプトが発表され、軽量化と高生産性を両立。

#17 セラミック基板熱性能 企業技術
報告

●●●○
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

TDKのCERALINKプラットフォームが、高出力・高周
波電子システム向けセラミック基板の優れた熱性能を
強調。

#18 BEE/PLA複合材料 学術論文
●●●●

○
●●○○

○
●●●○

○
●●●●

●
●●●○

○
分子動力学と実験を統合し、高分子量適合化剤でバイ
オベースBEE/PLA複合材料の性能を向上。

#19
アルケマ高機能ポリマ
ー

企業戦略
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○
アルケマがKynar®などの高機能ポリマーと、リサイ
クル促進・オンデマンド分解ソリューションを強調。

#20 PETリサイクル商業化 企業SEC
書類

●●●○
○

●●●○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●○
○

Loop Industriesが低温解重合PETリサイクル技術の商
業化を進めるが、「継続企業」リスクも浮上。

#21 タンポポ天然ゴム 新興企業
発表

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
○

●●○○
○

●●●○
○

QuberTechがタンポポから高収量で天然ゴムを生産す
るバイオテクノロジーを開発し、サプライチェーンの
脆弱性に対処。

●●●●○ High ●●●○○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ 次世代半導体パッケージングの性能限界はどこまで押し上げられるか？
三菱電機による50kV/mm超の絶縁破壊電圧を持つモールドコンパウンド（#03）や、高接着・低誘電ソルダーレジスト
（#11）など、日本企業や研究機関がリードする材料技術が次世代パワー半導体や5G/6Gモジュールの性能を大きく左右
します。これらの技術は、自社の設計前提を根本から変える可能性を秘めています。貴社の製品ロードマップは、これら
の材料革新を織り込んでいますか？

❷ 「持続可能性」を追求する材料選択は、本当に環境負荷を低減しているか？
バイオプラスチック（PLA/PHA）の導入がリサイクルストリームを混乱させ、紙ベース素材への回帰が進むという欧州の
動向（#14）は、安易な素材転換の危険性を示唆しています。また、化学リサイクル技術（#02, #04, #08, #20）は進
化していますが、その商業化には課題も伴います。貴社は、材料のライフサイクル全体を見据えた真の環境負荷低減策を
講じていますか？

❸ 未来のモビリティを支える材料技術に、貴社はどのように貢献し、競争優位を築くか？
CFRP製水素タンクのモジュール式組立コンセプト（#16）や、反りのないポリマーブレンドによる寸法安定性向上（#13
）など、航空宇宙・自動車分野では軽量化と高信頼性を両立する材料革新が加速しています。タンポポ由来の天然ゴム（
#21）のようなサプライチェーン多様化の動きも注目されます。これらの技術トレンドに対し、貴社はどのような戦略で
市場機会を捉え、競争力を維持・強化しますか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」
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日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

パワ半導体

低誘電SR

タンポポゴム

寸法安定性

水素CFRP

5G/6G基板

化学リサイ

バイプラ課題

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● パワ半導体 機会大 パワ半導体PKG高性能化 —

● 低誘電SR 機会大 先進PKG材料の競争力 —

● タンポポゴム 機会大 天然ゴム調達の多様化 —

● 寸法安定性 機会大 高精度部品の信頼性向上 —

● 水素CFRP 注意 水素航空機市場への参入 技術開発競争激化

● 5G/6G基板 注意 高周波基板の性能向上 海外技術への依存リスク

● 化学リサイ 注意 循環材の安定供給 新技術への投資競争

● バイプラ課題 脅威大 紙素材回帰の商機 リサイクル汚染リスク
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深掘り ① ― 日本発！パワ半導体PKGの性能限界を突破するモールド材
#03 | 2026/05/25 | PatSnap Eureka | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

三菱電機が開発したパワー半導体向けエポキシベースモールドコンパウンドは、高純度シリカフィラー、特殊カップリ
ング剤、ナノスケール分散技術、最適化された硬化プロセスを組み合わせることで、50kV/mmを超える絶縁破壊電圧
を実現。低吸湿性、熱サイクル性能も優れ、5G通信やEVなどの次世代パワー半導体デバイスの小型化・高出力化・高
信頼性化に貢献します。

この技術は、高電圧・大電流が集中するデバイス内部の課題を解決し、絶縁破壊や部分放電、吸湿による劣化を抑制し
ます。特に、フィラーと樹脂界面の密着性向上と均一分散が、電気的弱点の排除と熱膨張率の低減に寄与しており、厳
しい動作環境下でのデバイス長寿命化と安定稼働を可能にします。

▶ シニアテクニカルアナリストの視点

【機会】日本が強みを持つ半導体材料分野において、世界をリードする画期的な技術です。特にパワー
半導体はEVや再生可能エネルギーで需要が急増しており、この材料は日本の半導体PKGメーカーや材料
メーカーにとって大きな競争優位性をもたらします。50kV/mm超という具体的な数値は非常に高く、
従来の材料では困難だった高電圧化に対応できる可能性を示唆しています。この技術を早期に製品へ適
用することで、次世代デバイス市場でのシェア拡大が期待されます。 【脅威】この技術が他社に追随さ
れないよう、知的財産戦略の強化と、量産化に向けたサプライチェーンの確立が重要です。また、海外
の競合も同様の高性能材料開発を進めているため、技術優位性を維持するための継続的なR&D;投資が不
可欠です。 【次のアクション】R&D;部門は、このモールドコンパウンドのサンプル評価を即時開始し
、自社製品への適用可能性を検討すべきです。経営企画部門は、この技術がもたらす市場インパクトを
再評価し、長期的な事業戦略に組み込む必要があります。

深掘り ② ― 高周波・高密度PKGの鍵：低誘電ソルダーレジストの革新
#11 | 2026/05/22 | ACS Applied Polymer Materials | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●○

先進パッケージング技術の要求に応えるため、高接着性と低誘電特性を兼ね備えたポリウレタン変性アクリル樹脂ソル
ダーレジストが研究開発されています。この材料は、微細化・高速化が進む電子デバイスにおいて、信号伝送の信頼性
と電気的特性の安定性を向上させることを目指しています。

ポリウレタンの柔軟性と接着特性をアクリル樹脂骨格に導入し、分子構造を最適化することで、銅配線への強固な密着
性と低誘電率・低誘電正接を両立。これにより、高周波信号の減衰や遅延を最小限に抑え、5G/6G通信モジュールやAI
プロセッサなどの次世代デバイスの性能向上に不可欠な基盤を提供します。学術論文であり、具体的な数値は未開示で
すが、材料設計の方向性として非常に有望です。
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▶ シニアテクニカルアナリストの視点

【機会】このポリウレタン変性アクリル樹脂ソルダーレジストは、日本の電子材料メーカーにとって大
きな技術的機会です。高周波・高密度化が加速する半導体パッケージングにおいて、低誘電損失と高接
着性はトレードオフの関係にありましたが、この材料設計はその課題を解決する可能性を秘めています
。特に、ミリ波帯域での信号完全性確保は、5G/6G時代の競争力に直結します。 【脅威】現段階は基礎
研究レベルであり、量産化に向けた安定供給、コスト、信頼性評価など、多くの課題が残されています
。海外の競合も同様の研究を進めており、日本企業がこの分野で優位を保つためには、早期の技術確立
と市場投入が求められます。 【次のアクション】R&D;部門は、この論文で示された材料設計コンセプ
トを深掘りし、自社での合成・評価に着手すべきです。特に、ポリウレタンとアクリル樹脂の変性比率
や分子構造が誘電特性と接着性に与える影響を詳細に分析し、実用化に向けた課題を特定することが重
要です。
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深掘り ③ ― 航空機の脱炭素化を加速するCFRP製水素タンクの革新
#16 | 2026/05/28 | MDPI | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○ データ信頼性●●●●●
日本関連度●●●●○

大型旅客機向けに、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）製の液体水素タンクにおけるモジュール式組立コンセプトが
発表されました。この設計は、航空機への設置スペース制約と軽量化要求を考慮し、従来のタンク比で最大40%の重量
削減を目指します。年間旅客数の増加による需要急増に対応するため、高生産速度にスケールアップ可能な製造戦略が
不可欠とされています。

モジュール設計により、航空機内の不規則なスペースにも効率的に配置可能となり、既存航空機設計への統合が容易に
なります。極低温（-253℃）での液体水素貯蔵に耐えうるCFRPの材料選定と構造設計が重要であり、熱応力、熱収縮
、水素脆化のリスク管理が課題です。学術論文であり、実用化にはまだ時間を要しますが、水素航空機実現に向けた重
要な一歩です。

▶ シニアテクニカルアナリストの視点

【機会】航空機の脱炭素化は喫緊の課題であり、水素航空機は究極のゼロエミッション技術として期待
されています。このCFRP製水素タンクのモジュール式コンセプトは、日本のCFRP材料メーカーや航空
機部品メーカーにとって、巨大な新規市場への参入機会となります。特に、軽量化と高生産性を両立す
る技術は、今後の競争優位性を確立する上で不可欠です。 【脅威】液体水素の極低温貯蔵は、CFRP材
料にとって非常に過酷な環境であり、長期信頼性の確保にはさらなる材料開発と評価が必要です。また
、製造プロセスの自動化とコスト削減も大きな課題となります。海外の航空機メーカーや材料サプライ
ヤーも同様の研究を進めており、技術開発競争は激化するでしょう。 【次のアクション】日本のCFRP
メーカーは、航空機メーカーと連携し、極低温環境下でのCFRPの長期耐久性評価と、モジュール製造プ
ロセスの自動化技術開発を加速すべきです。R&D;部門は、水素脆化対策や熱応力緩和技術の研究を強化
し、実用化に向けたロードマップを策定する必要があります。

その他の注目記事
セラミック基板対PCB材料の熱性能比較（PatSnap Eureka）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

高出力・高周波電子システム向けにセラミック基板の優れた熱性能と低誘電損失を強調。自動車用パワーモジュール等
で重要。

アルケマ2025年ユニバーサル登録書類（Arkema）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

高機能ポリマー（Kynar®等）と、床材リサイクルR3Bond®、自動車部品分離PrepDBなど循環型ソリューションを統
合的に展開。

コベストロ、COMPUTEX 2026でAIインフラ向け高性能ポリマーソリューションを発表（Covestro）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

AIデータセンターや半導体ウェハー輸送向けに、難燃性、熱管理、低アウトガス性ポリカーボネートを提供。

Sulapacが提供するバイオベース素材：機能性と持続可能性を両立するプラスチック代替品（Sulapac）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

既存加工機で量産可能な生分解性・マイクロプラスチックフリーのバイオベース素材で、包装・化粧品分野で採用が進
む。

低濃度前駆体からの高靭性ポリイミド繊維膜製造：非溶媒補助エレクトロスピニング戦略（ACS Applied Polymer Materials）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●○○

低濃度溶液から高靭性ポリイミド繊維膜を効率的に製造する新技術。フィルター、センサー、医療用デバイスへの応用
期待。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【R&D;】#03の三菱電機モールドコンパウンドの技術詳細を調査し、自社製品への適用可能性を検討。特に絶
縁破壊電圧50kV/mm超の実現メカニズムを深掘り。

• 【調達】#14のバイオプラスチックのリサイクル課題について、既存サプライヤーとの情報共有を開始。紙ベー
ス素材への回帰動向を把握し、代替材料のサプライヤー調査に着手。

▍短期（1ヶ月）
• 【半導体PKG】#11の低誘電ソルダーレジスト、#05のIC基板キャリア、#17のセラミック基板技術について
、R&D;部門と連携し、次世代製品ロードマップへの組み込みを検討。主要サプライヤーとの技術交流会を企画。

• 【経営企画】#02, #04, #08, #20の化学リサイクル技術動向を包括的に分析し、自社のサステナビリティ戦
略における化学リサイクルの位置付けと投資機会を評価。特にPET、PS、ナイロンのリサイクル技術に注目。

▍中長期（四半期〜）
• 【EV設計】【航空宇宙】#16のCFRP製水素タンク、#09, #13の寸法安定性ポリマーブレンドについて、R&D
;部門と連携し、将来の軽量化・高信頼性設計への材料導入計画を策定。共同研究パートナーの探索を開始。

• 【R&D;】【経営企画】#21のタンポポ由来天然ゴムなど、非食料系バイオマスからの高機能材料生産技術の動
向を継続的にモニタリング。天然資源サプライチェーンの多様化戦略に組み込む可能性を検討。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-05-30
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収録記事一覧

#01 革新的な超吸水性ポリマーが水資源管理を刷新

#02 ヴァルメット、熱分解によるプラスチック化学リサイクル技術で循環経済を加速

#03 パワー半導体向け高機能モールドコンパウンド：電気絶縁特性を極限まで高める新技術

#04 ミシュランとシンテティカが繊維の化学リサイクルを工業化：循環型ナイロン生産へ

#05 先進パッケージング向け高性能IC基板キャリア：5G/6G時代の基盤材料技術

#06 コベストロ、COMPUTEX 2026でAIインフラ向け高性能ポリマーソリューションを発表

#07 Sulapacが提供するバイオベース素材：機能性と持続可能性を両立するプラスチック代替品

#08 テクニップ・エナジーズとアギリックス、高純度再生スチレンモノマー生産技術
「TruStyrenyx™」を発表

#09 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の荷重下における反り挙動分析：航空宇宙・自動車分野で
の精密応用

#10 航空宇宙用途における放射線耐性ケーブルの進化：高性能ポリマーの活用

#11 先進パッケージング向け高接着・低誘電ポリウレタン変性アクリル樹脂ソルダーレジスト

#12 低濃度前駆体からの高靭性ポリイミド繊維膜製造：非溶媒補助エレクトロスピニング戦略

#13 反りのないポリマーブレンドによる寸法安定性向上：次世代電子・航空宇宙応用への道

#14 持続可能なホリデーパッケージングの動向：バイオプラスチック導入の課題と紙ベース素材への
回帰

#15 ユニバーソリューションズ、ダウ社との提携拡大でシリコーン添加剤のEMEA地域流通を強化

#16 大型旅客機向けCFRP製水素タンクのモジュール式組立コンセプト：軽量化と高生産性を両立

#17 セラミック基板対PCB材料の熱性能比較：高出力・高周波電子システムを支える熱管理

#18 バイオベースBEE/PLA複合材料の適合性・性能向上：分子動力学と実験アプローチの統合

#19 アルケマ2025年ユニバーサル登録書類：高機能ポリマーと循環型ソリューションの革新

#20 ループインダストリーズ、PETリサイクル技術の商業化と「継続企業」リスク

#21 タンポポからの天然ゴム生産：バイオテクノロジー新興企業が持続可能な代替品を開発



革新的な超吸水性ポリマーが水資源管理を刷新

概要

新たな超吸水性ポリマー（SAP）技術が、世界の水資源浪費問題に対する画期的な解
決策として注目されています。このポリマーは、自身の重量の数百倍もの水を吸収・

保持する能力を持ち、都市や農業システムにおける水回収および再利用の効率を飛躍
的に向上させることが期待されています。分子レベルでの高い吸収力と、時間の経過
とともに環境負荷を最小限に抑えつつ安全に分解される特性が研究で強調されていま

す。この技術は、スマート灌漑システムや透水性舗装などへの応用が見込まれてお
り、持続可能な水管理に貢献する可能性を秘めています。

公開日 2026年05月23日  Excellence Driving  グローバル



詳細

背景：高まる水不足と革新的ソリューションへの要求

世界中で水不足が深刻化する中、効率的な水資源管理は喫緊の課題となっています。従
来の貯水技術や灌漑方法は、蒸発や浸透による水の損失が大きく、持続可能性に限界が
ありました。このような状況において、水を効率的に吸収・保持し、必要に応じて放出
する能力を持つ超吸水性ポリマー（SAP）は、その特性から長年にわたり研究開発の対
象となってきました。近年、環境負荷の低減と性能の向上を両立させる新たなSAP技術
が開発され、その実用化への期待が高まっています。

主要な技術内容：分子レベルの最適化と多用途性

今回発表された革新的なSAPは、その分子構造が最適化されており、これまでのポリマ
ーと比較して前例のない吸水能力と保持能力を示します。具体的には、自重の数百倍に
及ぶ水を吸収し、その水分を長期にわたって保持できる点が特徴です。この高性能は、
以下のようなメカニズムによって実現されています。

高度な分子設計: 水分子との相互作用を最大化するよう設計されたポリマー骨格によ
り、効率的な水の取り込みが可能。

強固なゲルネットワーク: 吸収した水を安定的に内部に閉じ込める強固な三次元ゲル
ネットワークを形成し、蒸発や漏出を抑制。

環境適合性: 環境中で徐々に分解される生分解性メカニズムを有しており、使用後の
環境負荷を最小限に抑える設計。

この技術は、農業分野でのスマート灌漑システムに応用することで、作物の生育に必要
な水分を効率的に供給し、水の使用量を大幅に削減できます。また、都市インフラにお
いては、透水性舗装材に組み込むことで雨水を一時的に貯留し、都市型洪水の緩和やヒ
ートアイランド現象の抑制にも寄与します。さらに、緊急時の水供給源や災害対策とし
ての活用も検討されています。

影響と展望：持続可能な社会への貢献と市場の拡大

この新しいSAP技術は、世界の水資源問題に対して多角的な解決策を提供する可能性を
秘めています。農業における水使用量の削減は、食料安全保障の向上に直結し、気候変
動適応策としても有効です。都市部での応用は、インフラのレジリエンスを高め、より
快適で持続可能な都市環境の実現に貢献します。



市場においては、ベビーおむつや生理用品といった従来のSAP用途に加え、土壌改良
材、砂漠の緑化、冷却材、廃棄物処理など、新たな応用分野での需要が急速に拡大する
と予測されます。この技術の実用化が進めば、水ストレスに直面する地域での生活改善
や、地球全体の生態系保護にも大きく貢献し、持続可能な社会の実現に向けた重要な一
歩となるでしょう。将来的には、水分センサーや自己修復材料など、さらに高度な機能
を持つスマートSAPの開発も期待されています。

元記事: https://bitrix24.excellencedriving.com/showcase/this-superabsorbent-polymer-news-drop-

could-solve-global-water-wastage-forever--heres-how-3008322

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://bitrix24.excellencedriving.com/showcase/this-superabsorbent-polymer-news-drop-could-solve-global-water-wastage-forever--heres-how-3008322
https://bitrix24.excellencedriving.com/showcase/this-superabsorbent-polymer-news-drop-could-solve-global-water-wastage-forever--heres-how-3008322


ヴァルメット、熱分解によるプラスチック化学リサイクル
技術で循環経済を加速

概要

フィンランドのヴァルメット社は、プラスチック廃棄物からバージン品質の熱分解油
を生成する高速熱分解に基づく新しい化学リサイクル技術を発表しました。この技術
はポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）など多様なプラ

スチックに対応し、フィンランドのタンペレにある社内試験施設とパイロットプラン
トで開発が進められています。2027年には産業規模の熱分解プラントが稼働する予定
で、ヴァルメットのパイロライザーは熱および触媒プロセス両方に対応する柔軟性を

提供します。このイノベーションは、プラスチックの循環型経済への移行を加速させ
ることが期待されています。

公開日 2026年05月22日  Valmet  フィンランド



詳細

背景：プラスチック廃棄物問題と化学リサイクルの台頭

世界的に増大するプラスチック廃棄物問題は、環境汚染、資源枯渇、気候変動といった
多岐にわたる課題を引き起こしています。従来の機械的リサイクルだけでは処理が困難
な汚染されたプラスチックや混合プラスチックに対して、化学リサイクルは有望な解決
策として注目されています。化学リサイクルは、プラスチックを高分子レベルで分解
し、元のモノマーや燃料、化学原料に変換することで、バージン材料と同等の品質を持
つ製品を製造することを可能にします。このアプローチは、真の循環型経済の実現に向
けた重要な柱の一つとして、技術開発が加速しています。

主要な技術内容：ヴァルメットの高速熱分解プロセス

ヴァルメット社が発表した新しいプラスチック化学リサイクル技術は、高速熱分解プロ
セスを中核としています。このプロセスは、ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン
（PP）、ポリスチレン（PS）といった主要なプラスチックだけでなく、通常のリサイク
ルが難しい混合プラスチック廃棄物にも対応できる点が大きな特徴です。プロセスを通
じて、高純度の熱分解油が生成され、これは石油化学産業における新たな原料として、
バージン品質のプラスチック製造に再利用できます。

高速熱分解: 高温かつ酸素のない環境下でプラスチックを迅速に分解し、炭化水素鎖
を効率的に切断。

多種プラスチック対応: 幅広い種類のプラスチック廃棄物を原料として受け入れるこ
とができ、選別プロセスの簡素化に貢献。

高品質な生成物: 生成される熱分解油は不純物が少なく、従来の化石燃料由来の原料
に代わる高品質な代替品として利用可能。

柔軟なシステム設計: ヴァルメット・パイロライザーは、熱分解のみならず、触媒を
用いたプロセス構成も可能であり、原料の特性や目指す生成物に応じて最適な運用が
実現できる柔軟性を持っています。

この技術の開発は、フィンランドのタンペレにあるヴァルメットの革新的な試験施設と
パイロットプラントによって支えられており、既に実証段階を終えています。2027年に
は、この技術を基盤とした産業規模の熱分解プラントの稼働が計画されており、商業化
に向けた具体的なステップが着実に進められています。



影響と展望：循環型プラスチック経済への貢献

ヴァルメットの高速熱分解技術は、プラスチック産業におけるサステナビリティと循環
性を大きく向上させる可能性を秘めています。この技術が普及することで、埋立処分さ
れるプラスチック廃棄物の量が減少し、新たな石油由来資源への依存度も低減されま
す。高品質なリサイクル原料の供給は、プラスチック製品のライフサイクル全体での
CO2排出量削減にも寄与します。長期的には、この技術はプラスチックの価値連鎖を再
構築し、資源効率の高い循環型プラスチック経済の実現に不可欠な要素となるでしょ
う。ヴァルメットの取り組みは、世界のプラスチック産業に変革をもたらし、より持続
可能な未来への道筋を示すものとして、その動向が注目されます。

元記事: https://www.valmet.com/insights/articles/energy/revolutionizing-plastic-recycling-with-

pyrolysis/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.valmet.com/insights/articles/energy/revolutionizing-plastic-recycling-with-pyrolysis/
https://www.valmet.com/insights/articles/energy/revolutionizing-plastic-recycling-with-pyrolysis/


パワー半導体向け高機能モールドコンパウンド：電気絶縁
特性を極限まで高める新技術

概要

半導体デバイスの小型化と高性能化に伴い、特にパワー半導体向けモールドコンパウ
ンドの電気絶縁特性向上が喫緊の課題となっています。三菱電機が開発した先進的な
エポキシベースモールドコンパウンドは、高純度シリカフィラーと特殊カップリング

剤を組み合わせ、ナノスケール分散技術と最適化された硬化プロセスにより、優れた
絶縁破壊電圧、低吸湿性、熱サイクル性能を実現します。この材料は、5G通信などの
次世代技術が要求する厳しい動作環境下での信頼性向上に大きく貢献するものです。

公開日 2026年05月25日  PatSnap Eureka  日本



詳細

背景：高まるパワー半導体パッケージングの要求

現代の電子機器、特に電気自動車、再生可能エネルギーシステム、5G通信インフラとい
った分野で不可欠なパワー半導体デバイスは、小型化と高出力化が同時に求められてい
ます。これにより、デバイス内部ではより高密度な配線と高電圧・大電流が集中し、パ
ッケージング材料には極めて高い電気絶縁性能、放熱性、長期信頼性が要求されます。
従来のモールドコンパウンドでは、これらの厳しい要求を満たすことが難しくなってお
り、絶縁破壊、部分放電、吸湿による劣化などがデバイスの寿命と性能に影響を与えて
いました。この課題を解決するため、材料レベルでの根本的な技術革新が不可欠となっ
ています。

主要な技術内容：三菱電機によるモールドコンパウンドの革新

三菱電機が開発した新しいエポキシベースモールドコンパウンドは、パワー半導体デバ
イスの電気絶縁特性を画期的に向上させることを目指しています。この技術の中核をな
すのは、以下の要素の組み合わせです。

高純度シリカフィラー: 高い絶縁特性を持つシリカを厳選し、不純物による導電経路
の形成を極限まで抑制。

特殊カップリング剤: フィラーとエポキシ樹脂間の界面密着性を向上させ、ボイド
（空隙）の発生を抑制し、電気的弱点を排除。

ナノスケールフィラー分散技術: フィラーをナノメートルレベルで均一に分散させる
ことで、モールドコンパウンド全体の絶縁破壊強度を大幅に向上させるとともに、熱
膨張率の低減にも寄与。

最適化された硬化プロセス: 均一な硬化反応を促進し、内部応力やマイクロクラック
の発生を抑制し、材料の均質性と信頼性を高める。

これらの技術的工夫により、開発されたモールドコンパウンドは50kV/mmを超える絶
縁破壊電圧を達成し、従来の材料と比較して大幅な性能向上を実現しています。また、
低吸湿性により湿度環境下での絶縁性能の安定性を確保し、200°Cまでの高温環境下に
おいても優れた熱サイクル性能を発揮します。これにより、厳しい動作条件下でもデバ
イスの長寿命化と高い信頼性が期待されます。



影響と展望：次世代電子デバイスへの貢献

この高性能モールドコンパウンドの登場は、5G通信モジュール、次世代パワーモジュー
ル、自動運転システムの高信頼性制御ユニットなど、先進的な電子デバイスの発展に不
可欠な基盤を提供します。特に、高周波・高電圧環境下での安定動作が求められるアプ
リケーションにおいて、その優れた絶縁特性と熱特性は、デバイスの小型化、高出力
化、高信頼性化を加速させるでしょう。三菱電機のこの技術は、日本が強みを持つ半導
体材料分野における継続的なイノベーションを示すものであり、国際競争力の維持・強
化にも貢献します。今後、この材料はさらに広範な電子デバイスへと応用が拡大し、持
続可能な社会を支える基幹技術としての役割を果たすことが期待されます。

元記事: https://eureka.patsnap.com/report-improve-electrical-insulation-properties-of-mold-

compounds-for-semiconductors

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://eureka.patsnap.com/report-improve-electrical-insulation-properties-of-mold-compounds-for-semiconductors
https://eureka.patsnap.com/report-improve-electrical-insulation-properties-of-mold-compounds-for-semiconductors


ミシュランとシンテティカが繊維の化学リサイクルを工業
化：循環型ナイロン生産へ

概要

ミシュランとシンテティカが提携し、繊維の化学リサイクルを工業規模で推進するプ
ロジェクトが始動しました。この協業は、ナイロンを豊富に含む混合繊維を事前選別
なしでリサイクルすることを目的としています。シンテティカの低温技術は、高純度

のリサイクルナイロン6およびナイロン6,6を生成し、これを繊維、自動車、産業用途
に再利用することが可能です。ミシュランイノベーションパーク内にパイロットプラ
ントが設置され、2027年以降の実証プロジェクトが計画されており、循環型ナイロン

生産への道を拓きます。

公開日 2026年05月21日  ideal-investisseur.fr  フランス



詳細

背景：繊維廃棄物の増大と循環型経済の必要性

アパレル産業や自動車産業、その他多くの分野で、ナイロンなどの合成繊維の使用量は
増加の一途をたどっています。しかし、その一方で、使用済み繊維製品の多くは焼却ま
たは埋め立て処分されており、環境への負荷が深刻な問題となっています。特に、多様
な素材が混合された繊維廃棄物は、従来の機械的リサイクルでは高品質な再生原料への
変換が困難でした。このような背景から、繊維を分子レベルで分解し、元の原料に再変
換する化学リサイクルの技術が、持続可能な繊維産業を実現するための鍵として注目さ
れています。

主要な技術内容：シンテティカの低温化学リサイクルプロセス

ミシュランのサステナブルマテリアルセンターとシンテティカの提携により進められる
このプロジェクトは、繊維廃棄物の化学リサイクルを工業規模で実現することを目的と
しています。この技術の最大の革新は、以下の点に集約されます。

事前選別不要な混合繊維処理: 通常、化学リサイクルにおいて課題となる、複数の種
類の繊維が混合した廃棄物であっても、複雑な事前選別なしで処理が可能。これは、
リサイクルプロセスの効率と経済性を大幅に向上させる。

シンテティカ独自の低温技術: 従来の高温プロセスと比較して、より低いエネルギー
消費で繊維を構成するポリマー（主にナイロン）を分解。これにより、エネルギー効
率が向上し、CO2排出量の削減に貢献する。

高純度リサイクルナイロンの生成: 分解されたナイロンから、ナイロン6およびナイ
ロン6,6のモノマーを高い純度で回収。これらのリサイクルモノマーは、バージン材
料と同等の品質を持つため、自動車、繊維、およびその他の産業用途で幅広く再利用
が可能となる。

この技術の実証は、ミシュランイノベーションパーク内に設置されたパイロットプラン
トで行われ、2027年からはさらなる大規模実証プロジェクトが計画されています。これ
は、技術の商業化と普及に向けた重要なステップとなります。



影響と展望：持続可能なナイロンサプライチェーンの構築

ミシュランとシンテティカによるこの協業は、ナイロンの循環型サプライチェーンを構
築する上で画期的な進展を意味します。事前選別なしで混合繊維を処理できる能力は、
リサイクル可能な繊維廃棄物の量を大幅に増やし、新たな石油由来資源への依存を低減
します。これにより、温室効果ガス排出量の削減や資源の有効活用が進み、環境負荷の
軽減に大きく貢献します。また、リサイクルナイロンの品質がバージン材料と同等であ
るため、様々な高性能製品への応用が可能となり、自動車部品、衣料品、産業資材など
幅広い分野でのサステナブルな製品開発を促進するでしょう。この取り組みは、世界の
繊維産業全体に影響を与え、より持続可能な未来への移行を加速させるモデルケースと
なることが期待されます。

元記事: https://www.ideal-investisseur.fr/en/stock-news/michelin-partners-with-syntetica-to-

industrialize-chemical-recycling-of-textiles/19593.html

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.ideal-investisseur.fr/en/stock-news/michelin-partners-with-syntetica-to-industrialize-chemical-recycling-of-textiles/19593.html
https://www.ideal-investisseur.fr/en/stock-news/michelin-partners-with-syntetica-to-industrialize-chemical-recycling-of-textiles/19593.html


先進パッケージング向け高性能IC基板キャリア：5G/6G時
代の基盤材料技術

概要

PICA Manufacturing Solutionsは、5G/6Gモジュールや光トランシーバーなどの先進パ
ッケージング向けに、高密度なIC基板キャリア技術を提供しています。このキャリア
は、超微細配線、高信頼性材料、精密なマイクロビアアーキテクチャを特徴とし、コ

ンパクトなパッケージングと優れた熱応力緩和、高周波特性を実現します。BT樹脂シ
ステム、セラミック基板、高Tgラミネートなどの高性能材料を組み合わせることで、
低熱膨張係数（CTE）、優れた熱安定性および寸法安定性を提供し、次世代電子デバイ

スの性能と信頼性向上に不可欠な基盤を築きます。

公開日 2026年05月21日  PICA Manufacturing Solutions  アメリカ



詳細

背景：高性能化する電子デバイスとパッケージングの課題

現代の電子デバイスは、モバイル通信、AI、データセンター、自動運転といった分野の
急速な進展に伴い、さらなる小型化、高密度化、高周波化が求められています。これに
より、半導体チップの性能を最大限に引き出すためには、チップを搭載するパッケージ
ング技術、特にIC基板キャリアの性能が極めて重要となります。従来の基板材料では、
発熱量の増大、信号伝送速度の高速化、微細化に伴う信頼性低下といった課題に直面し
ており、これらを解決するための革新的な材料と構造技術が不可欠となっています。

主要な技術内容：PICA Manufacturing Solutionsの先進IC基板キャリア

PICA Manufacturing Solutionsが提供する先進IC基板キャリアは、次世代電子デバイスの
要求に応えるため、以下の主要な特徴を備えています。

超微細配線技術: 高密度なチップインターコネクトを実現するための、極めて微細な
配線パターン形成技術。これにより、信号遅延を最小限に抑え、高周波での信号完全
性を確保します。

精密マイクロビアアーキテクチャ: 狭ピッチのチップ間接続や多層配線構造を可能に
する、高精度なマイクロビア（微細な穴）加工技術。これにより、パッケージングの
小型化と電気的特性の最適化を両立します。

高信頼性材料の採用: BT樹脂システム、セラミック基板、高Tg（ガラス転移点）ラミ
ネートといった高性能ポリマーおよび複合材料を厳選して使用。これらの材料は、以
下の特性を提供します。

低熱膨張係数（CTE）: 半導体チップと基板間の熱膨張差による応力発生を抑制
し、信頼性を向上させます。

優れた熱および寸法安定性: 広範囲の温度変化条件下でも、基板の形状や電気的特
性を安定に保ちます。

低誘電損失: 高周波信号の減衰を抑え、高速データ伝送を可能にします。

熱応力緩和機能: 熱膨張係数の異なる材料間での応力集中を効果的に緩和する構造設
計により、長期的な信頼性を確保します。

これらの技術的要素が組み合わされることで、PICAのIC基板キャリアは、コンパクトな
フォームファクタで高密度集積と優れた電気的・熱的性能を提供します。



影響と展望：次世代通信と高性能コンピューティングの実現

PICA Manufacturing Solutionsの先進IC基板キャリア技術は、5G/6G通信モジュール、高
性能光トランシーバー、AIアクセラレータ、ハイエンドサーバーといった、今後の情報
社会を支える基幹技術の発展に不可欠な要素となります。特に、高速・大容量データ通
信が求められるアプリケーションにおいて、信号の忠実性とデバイスの安定動作を保証
する上で極めて重要な役割を果たします。この技術の普及は、電子デバイスの性能限界
を押し上げ、さらなるイノベーションを促進するとともに、より高速で効率的なデジタ
ルインフラの構築に貢献するでしょう。材料科学とパッケージング技術の融合が、未来
の電子産業を牽引する具体的な事例と言えます。

元記事: https://picamfg.com/expertise/ic-substrate-carrier/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://picamfg.com/expertise/ic-substrate-carrier/


コベストロ、COMPUTEX 2026でAIインフラ向け高性能ポ
リマーソリューションを発表

概要

コベストロはCOMPUTEX 2026にて、AIインフラおよび具現化された知能システム向け
の高性能ポリマーソリューション「The Material Effect」を発表しました。同社のポリ
カーボネート製品は、AIデータセンターやスーパーコンピューティングサーバーに対

し、優れた難燃性、熱管理能力、軽量特性を提供します。さらに、半導体ウェハーの
保管・輸送用途向けには、低アウトガス、高透明性、寸法安定性、耐熱性を備えた超

クリーンな透明ソリューションを開発。これにより汚染リスクを低減し、チップの歩
留まり向上に貢献します。

公開日 2026年05月27日  Covestro  ドイツ



詳細

背景：AI時代の到来と高性能材料への要求

人工知能（AI）技術の急速な進化は、データセンターやスーパーコンピューティング、
そしてロボティクスやIoTデバイスといった具現化された知能（Embodied Intelligence）
の分野で、かつてないほどの計算能力とデータ処理速度を要求しています。これに伴
い、関連するハードウェアインフラは、より高い電力密度、効率的な熱管理、信頼性の
向上、そして環境持続可能性という課題に直面しています。特に、半導体製造から最終
製品の運用に至るまで、高性能なポリマー材料は、これらの課題を解決し、次世代AI技
術の基盤を支える上で不可欠な存在となっています。

主要な技術内容：コベストロの包括的なポリマーソリューション

コベストロがCOMPUTEX 2026で発表した「The Material Effect」は、AIインフラと具現
化された知能の進化を加速するための、多岐にわたる高性能ポリマーソリューション群
です。

AIデータセンターおよびスーパーコンピューティングサーバー向けポリカーボネー
ト:

難燃性: サーバーラックやエンクロージャーにおいて、厳格な安全基準を満たすUL
規格適合の難燃性を提供し、火災リスクを低減。

熱管理: 高い熱伝導性または優れた断熱性を有する材料により、内部の発熱を効率
的に管理し、デバイスの安定稼働と長寿命化に貢献。

軽量性: 金属代替となる軽量素材は、データセンターの総重量を削減し、設置コス
トや運搬効率を改善。

電磁シールド特性: EMI/RFIシールド機能を持つ素材を提供し、隣接する電子部品
からの電磁干渉を抑制し、信号の完全性を保護。

半導体ウェハー保管・輸送用途向け超クリーン透明ソリューション:

低アウトガス性: 材料からのガス放出を極限まで抑えることで、ウェハーやデバイ
スへの微粒子汚染リスクを最小化し、歩留まり向上に直結。

高い透明性: 視覚検査の容易さを確保しつつ、レーザーマーキングなどのプロセス
にも対応。



寸法安定性・耐熱性: 温度変化や物理的ストレス下でも形状が安定し、ウェハーを
安全に保護。

帯電防止機能: 静電気によるウェハー損傷を防ぐための導電性または帯電防止特性
を付与。

これらの材料は、高度な加工性も有しており、複雑な形状や精密な公差が要求される部
品製造にも対応可能です。

影響と展望：AI技術革新の加速と持続可能性への貢献

コベストロの高性能ポリマーソリューションは、AI技術のボトルネックの一つであるハ
ードウェアの性能と信頼性向上に直接的に貢献します。データセンターの運用効率向
上、半導体製造プロセスの歩留まり改善は、AIモデルの学習速度向上や、より複雑なAI
アプリケーションの実装を可能にします。

また、軽量化によるエネルギー消費削減や、環境配慮型材料の開発は、AI技術の持続可
能性を高める上でも重要な意味を持ちます。コベストロは、材料革新を通じて、AIがも
たらす社会変革を加速させるとともに、環境負荷の低減にも貢献する姿勢を示していま
す。今後、これらの材料は、エッジAIデバイスや次世代ロボティクスなど、AIの応用が
さらに広がる分野で、その価値を最大限に発揮することが期待されます。

元記事: https://www.covestro.com/press/covestro-presents-the-material-effect-during-computex-2026-

high-performance-solutions-for-ai-infrastructure-and-embodied-intelligence/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.covestro.com/press/covestro-presents-the-material-effect-during-computex-2026-high-performance-solutions-for-ai-infrastructure-and-embodied-intelligence/
https://www.covestro.com/press/covestro-presents-the-material-effect-during-computex-2026-high-performance-solutions-for-ai-infrastructure-and-embodied-intelligence/


Sulapacが提供するバイオベース素材：機能性と持続可能
性を両立するプラスチック代替品

概要

フィンランドのSulapac社は、従来のプラスチックに代わる、機能性と持続可能性を兼
ね備えたバイオベースのプレミアム素材を提供しています。これらの生分解性コンパ
ウンドは、射出成形、押出成形、熱成形、3Dプリンティングなど、既存のプラスチッ

ク加工機械で量産可能であり、CO2排出量削減とマイクロプラスチック汚染の排除に
貢献します。化粧品容器、食品サービス製品、熱成形包装部品など、幅広い消費者向
け用途で採用が進んでおり、性能や顧客体験を損なうことなく環境フットプリントの

削減を目指します。

公開日 2026年05月28日  Sulapac  フィンランド



詳細

背景：プラスチック汚染の深刻化とバイオ素材への期待

プラスチック汚染は、海洋生態系への影響、マイクロプラスチック問題、そして原料生
産から廃棄に至るまでのCO2排出量など、地球規模での深刻な環境課題となっていま
す。このような状況下で、化石燃料由来のプラスチックに代わる持続可能な素材の開発
は、世界的な喫緊の課題です。バイオベースで生分解性を持つ素材は、プラスチック汚
染を軽減し、循環型経済への移行を促進する有力な選択肢として注目を集めています。
しかし、これまでのバイオ素材は、加工性、耐久性、コスト面で課題を抱えることが多
く、幅広い用途での普及には至っていませんでした。

主要な技術内容：Sulapacの高性能バイオベースコンパウンド

Sulapacが開発したバイオベースのプレミアム素材は、従来のプラスチックが持つ機能
性を維持しつつ、環境に優しい代替品を提供する革新的なソリューションです。その主
要な技術的特徴は以下の通りです。

優れた加工性: 射出成形、押出成形、熱成形、3Dプリンティングといった既存のプラ
スチック加工機械で、特別な設備投資を必要とせず量産が可能です。これにより、製
造業者は既存の生産ラインを活用して、迅速にバイオ素材への切り替えを進めること
ができます。

生分解性・マイクロプラスチックフリー: 自然環境下で完全に生分解され、マイクロ
プラスチックを排出することなく土壌や水に還元されます。これは、プラスチック汚
染、特に海洋マイクロプラスチック問題の解決に大きく貢献します。

持続可能な原料: 木材チップなどの再生可能な資源を主原料としており、化石燃料へ
の依存度を低減します。原料調達から製造、廃棄に至るライフサイクル全体でのCO2

排出量削減にも寄与します。

機能性と美観の両立: 強度、耐水性、耐熱性などの物理的特性において、多くの用途
で従来のプラスチックに匹敵する性能を実現。また、自然な質感や高級感のある外観
を提供し、ブランド価値向上にも貢献します。



これらの特性により、Sulapacの素材は、化粧品容器（例：クリームジャー、コンパク
ト）、食品サービス製品（例：カップ、カトラリー）、熱成形包装部品（例：トレ
イ）、玩具、電子機器ケースなど、多岐にわたる消費者向け用途で既に採用されていま
す。特に、ブランドイメージを重視する企業にとって、持続可能性とプレミアムな顧客
体験を両立できる点が大きな魅力となっています。

影響と展望：サステナブルな未来を牽引する素材革命

Sulapacのバイオベース素材は、プラスチック産業全体の変革を加速させる可能性を秘
めています。製造業者が既存のインフラを活用しながら容易にサステナブルな素材に移
行できることは、市場への浸透を大幅に促進します。これにより、プラスチック廃棄物
の削減、マイクロプラスチック汚染の軽減、CO2排出量の削減といった環境目標達成に
大きく貢献します。長期的には、この種の素材が普及することで、消費者の環境意識向
上にもつながり、企業はより環境に配慮した製品開発へとインセンティブ付けされるで
しょう。Sulapacの技術は、機能性を犠牲にすることなく、環境問題に対する実用的か
つ魅力的なソリューションを提供する素材革命の牽引役として、その動向が注目されま
す。

元記事: https://www.sulapac.com/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.sulapac.com/


テクニップ・エナジーズとアギリックス、高純度再生スチ
レンモノマー生産技術「TruStyrenyx™」を発表

概要

テクニップ・エナジーズとアギリックスは、ポリスチレンの化学リサイクルのための
統合ソリューション「TruStyrenyx™」を発表しました。この技術は、アギリックスの
熱分解プロセスとテクニップ・エナジーズの精製技術を組み合わせることで、99.8%以

上の高純度リサイクルスチレンモノマーの生成を実現します。TruStyrenyx™によって
得られるリサイクルスチレンモノマーは、バージン材料と同等の品質を有し、循環型
経済への移行を加速させる重要な役割を果たすことが期待されています。

公開日 2026年05月26日  Ingenious-e-Brain  グローバル



詳細

背景：ポリスチレン廃棄物の課題と化学リサイクルの必要性

ポリスチレン（PS）は、包装材、使い捨て食器、断熱材、家電製品など、幅広い分野で
利用されている汎用プラスチックです。しかし、その大量生産と多様な用途のために、
使用済みポリスチレンの廃棄物問題は深刻化しており、環境負荷の増大が懸念されてい
ます。特に、発泡スチロールのようにかさばる廃棄物は、回収やリサイクルが困難であ
るという課題がありました。このような背景から、ポリスチレンを高分子鎖レベルで分
解し、元のモノマーであるスチレンモノマーに戻す化学リサイクル技術が、持続可能な
社会への移行において不可欠なソリューションとして注目されています。

主要な技術内容：TruStyrenyx™の統合プロセス

テクニップ・エナジーズとアギリックスが共同で開発した「TruStyrenyx™」は、ポリス
チレン廃棄物から高純度のリサイクルスチレンモノマー（RSM）を効率的に生産するた
めの、包括的な化学リサイクル技術プラットフォームです。このソリューションは、以
下の二つの主要な技術を統合しています。

アギリックスの熱分解プロセス: ポリスチレン廃棄物を無酸素雰囲気下で加熱分解
し、スチレンモノマーを主成分とする熱分解油を生成します。このプロセスは、多様
なポリスチレン廃棄物に対応できる柔軟性を持ちます。

テクニップ・エナジーズの精製技術: アギリックスの熱分解プロセスで得られた粗ス
チレンモノマー含有油を、独自の精製技術を用いて高純度のスチレンモノマーに変換
します。この精製ステップにより、最終製品の純度は99.8%以上を達成し、バージン
材料と完全に同等な品質を実現します。

この統合されたプロセスにより、ポリスチレン廃棄物は、新たなプラスチック製品の原
料として何度でも再利用できる循環サイクルに組み込まれます。高純度なリサイクルス
チレンモノマーは、新たなポリスチレンの製造だけでなく、様々な化学製品の原料とし
ても利用可能です。この技術は、廃棄物から高付加価値製品を生み出すことで、資源効
率の向上と環境負荷の低減を両立します。



影響と展望：ポリスチレンの循環型経済への貢献

TruStyrenyx™技術の商業化は、ポリスチレンの循環型経済への移行を大きく加速させる
ものです。この技術により、これまでリサイクルが困難であったポリスチレン廃棄物が
貴重な資源へと転換され、埋立処分量や焼却量を大幅に削減できます。また、石油由来
のバージンスチレンモノマーへの依存度を低減し、CO2排出量削減にも貢献します。

既にこの技術は、世界中のライセンス供与を目指して展開されており、複数の大規模商
業プラントの建設が検討されています。TruStyrenyx™が提供する高純度リサイクルスチ
レンモノマーは、食品容器、医療機器、自動車部品など、品質と安全性が厳しく求めら
れる分野でのポリスチレン製品にも安心して使用できます。この技術は、プラスチック
産業の持続可能性を高め、よりクリーンで資源効率の良い未来の実現に向けた重要なス
テップとなるでしょう。今後、グローバルなパートナーシップを通じて、さらなる普及
と発展が期待されます。

元記事: https://iebrain.com/industry-news/technip-energies-and-agilyx-have-announced-the-launch-of-

trustyrenyx-for-chemical-recycling-of-polystyrene/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://iebrain.com/industry-news/technip-energies-and-agilyx-have-announced-the-launch-of-trustyrenyx-for-chemical-recycling-of-polystyrene/
https://iebrain.com/industry-news/technip-energies-and-agilyx-have-announced-the-launch-of-trustyrenyx-for-chemical-recycling-of-polystyrene/


炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の荷重下における反
り挙動分析：航空宇宙・自動車分野での精密応用

概要

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は、その優れた強度重量比と耐食性から航空宇宙
や自動車分野で広く採用されていますが、荷重下での寸法安定性、特に反りの予測と
制御は依然として大きな課題です。最新の研究では、この反り挙動を精密に分析し、

航空宇宙機の機体パネルや自動車部品など、高い寸法精度が求められる用途でのCFRP

の信頼性向上を目指しています。熱可塑性複合材料の製造プロセスが寸法安定性に与
える影響も調査され、廃CFRP部品のリサイクルソリューションとして熱分解法とソル

ボリシス法が注目されています。

公開日 2026年05月22日  PatSnap Eureka  グローバル



詳細

背景：CFRPの普及と寸法安定性の課題

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は、軽量かつ高強度、高剛性、優れた耐食性とい
う特性から、航空宇宙、自動車、風力発電ブレード、スポーツ用品など、多岐にわたる
産業で「夢の新素材」として急速に採用が進んでいます。これらの高性能材料は、燃費
向上、性能向上、長寿命化に貢献しますが、その一方で、製造プロセスや使用環境下で
の寸法安定性、特に「反り（warpage）」の挙動は、設計・製造上の大きな課題となっ
ています。CFRPの反りは、成形時の熱履歴、繊維配向、積層構成、樹脂の硬化収縮な
ど、複数の要因が複雑に絡み合って発生し、製品の組み立て精度や性能、信頼性に直接
影響を及ぼします。

主要な技術内容：荷重下反り挙動の精密分析と対策

最新の研究では、CFRPの荷重下における反り挙動をより詳細に理解し、予測・制御す
るための精密な分析手法が開発されています。この研究は、特に以下の点に焦点を当て
ています。

シミュレーションとモデリング: 有限要素法（FEM）などの数値解析手法を用いて、
CFRP部品が外部荷重や熱応力にさらされた際の変形挙動を予測。繊維配向、層構
成、材料の異方性を考慮した高精度なモデルを構築し、反りの発生メカニズムを解明
します。

熱可塑性CFRPの特性評価: 熱硬化性CFRPに加えて、リサイクルが容易で生産性も高
い熱可塑性CFRP（TP-CFRP）の製造プロセス（例：プレス成形、射出成形）が寸法
安定性に与える影響を詳細に評価。TP-CFRPは高い靭性を持つ一方で、成形時の結晶
化挙動が反りに影響を与える可能性があります。

寸法精度の重要性: 航空宇宙機の機体パネル（例：翼や胴体の一部）や自動車の車体
構造部品（例：シャシーやボディパネル）では、複数の部品が精密に組み合わされる
ため、数ミクロンレベルの寸法精度が要求されます。CFRPの反り挙動を予測し、設
計段階でこれを補償する技術が不可欠です。

リサイクルソリューションの検討: 使用済みCFRP部品の環境負荷を低減するため、熱
分解法（マトリックス樹脂を分解し炭素繊維を回収）とソルボリシス法（溶媒を用い
て樹脂を分解し繊維を回収）が、有効なリサイクル手法として注目されています。こ
れらのリサイクル技術は、CFRPのライフサイクル全体での持続可能性を高める上で
重要です。



これらの分析を通じて、反り発生の原因を特定し、材料選択、積層設計、成形条件の最
適化により、反りを最小限に抑える設計ガイドラインの確立が目指されています。

影響と展望：次世代構造材料への応用と持続可能性

CFRPの荷重下反り挙動に関する深い理解と制御技術の進展は、航空宇宙分野における
軽量構造化と燃費向上、自動車分野における車体軽量化と安全性向上、さらには風力発
電ブレードの大型化と高効率化に直接的に貢献します。特に、より厳しい環境下で長期
間にわたる高い信頼性が求められるアプリケーションにおいて、CFRPの採用拡大を後
押しするでしょう。

また、リサイクル技術の発展は、CFRPが抱える廃棄物問題の解決に貢献し、素材の持
続可能性を高めます。これにより、CFRPは単なる高性能素材から、より環境に優しい
次世代の構造材料へと進化を遂げる可能性があります。この研究は、材料科学、製造工
学、構造力学の境界領域における学際的なアプローチを通じて、CFRPの可能性を最大
限に引き出し、産業界に大きなインパクトを与えるものとして期待されます。

元記事: https://eureka.patsnap.com/report-warpage-analysis-in-carbon-fiber-reinforced-plastics-under-

load

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://eureka.patsnap.com/report-warpage-analysis-in-carbon-fiber-reinforced-plastics-under-load
https://eureka.patsnap.com/report-warpage-analysis-in-carbon-fiber-reinforced-plastics-under-load


航空宇宙用途における放射線耐性ケーブルの進化：高性能
ポリマーの活用

概要

航空宇宙用途では、極限環境下での長期信頼性確保のため、放射線耐性ケーブルが不
可欠です。ポリイミド、PEEK、PTFE、ETFE、架橋ポリオレフィン（XLPE/XLPO）など
の高性能ポリマーが、その優れた放射線耐性、耐薬品性、機械的強度、低アウトガス

性から、航空宇宙エンジン、核動力宇宙船、深宇宙ミッションで活用されています。
特に、絶縁材料の選定と高エネルギー電子ビームを用いた架橋技術が材料性能向上に
貢献しており、これらのケーブルは信号完全性と長期信頼性を確保する上で重要な役

割を果たします。

公開日 2026年05月26日  aviationcable.com  アメリカ



詳細

背景：極限環境下での航空宇宙技術の要求

航空宇宙産業は、地球軌道上の衛星、深宇宙探査機、核動力宇宙船、さらには次世代航
空機といった多様なプラットフォームにおいて、極めて厳しい環境下での機器の長期信
頼性を保証する必要があります。特に、宇宙空間に存在する高エネルギー粒子や紫外
線、ガンマ線といった放射線は、電子機器やケーブルの材料を劣化させ、機能不全を引
き起こす可能性があります。また、極端な温度変化、真空、燃料・作動油への暴露とい
った複合的な環境要因も考慮に入れなければなりません。これらの課題に対応するため
には、従来の材料では不十分であり、放射線耐性、耐熱性、耐薬品性、機械的強度、低
アウトガス性といった複数の高性能特性を兼ね備えた特殊なケーブル材料の開発と選定
が不可欠です。

主要な技術内容：高性能ポリマーを用いた放射線耐性ケーブル

航空宇宙用途の放射線耐性ケーブルには、以下の高性能ポリマーが主要な絶縁材料とし
て採用されています。

ポリイミド (Polyimide, PI): 極めて高い耐熱性と優れた機械的強度、高い放射線耐性
を持ち、広範な温度範囲で安定した性能を発揮します。宇宙船のワイヤーハーネスや
耐熱ケーブルに広く用いられます。

PEEK (Polyether Ether Ketone): 高い機械的強度と耐熱性、優れた耐薬品性に加え、
良好な放射線耐性を示します。航空機のエンジン周辺や燃料系統のケーブルに適して
います。

PTFE (Polytetrafluoroethylene) および ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene): 優れ
た耐薬品性、非粘着性、広い温度範囲での電気的安定性を持つフッ素樹脂です。
PTFEは放射線により劣化しやすい側面がありますが、ETFEはより高い放射線耐性を
持ち、航空機や宇宙船の軽量ケーブルに利用されます。

架橋ポリオレフィン (XLPE/XLPO): ポリオレフィンを電子線照射などの方法で架橋さ
せることで、耐熱性、機械的強度、耐薬品性、そして放射線耐性を大幅に向上させた
材料です。コスト効率も良く、様々なケーブルの絶縁やシース材として広く使用され
ています。



これらのポリマーは、絶縁層の厚みや構造、さらにはケーブル全体の設計と組み合わせ
ることで、特定のミッション要求を満たすように最適化されます。特に、高エネルギー
電子ビームを用いた架橋技術は、ポリマーの分子構造を強化し、放射線による損傷への
耐性を向上させる効果的な手段として注目されています。低アウトガス性も重要であ
り、真空環境下でのデバイス汚染を防ぎ、光学部品や敏感なセンサーの性能を維持する
ために不可欠です。

影響と展望：航空宇宙ミッションの安全性と成功への貢献

これらの高性能放射線耐性ケーブルは、航空宇宙システムの安全性と長期信頼性を確保
する上で極めて重要な役割を果たします。信号の完全性を維持し、電源供給の安定性を
保証することで、宇宙船の制御、データ通信、計器の正確な動作を可能にします。これ
により、深宇宙探査、月面基地建設、有人火星ミッションといった、未来の野心的な航
空宇宙計画の成功に不可欠な基盤を提供します。

今後、さらに過酷な環境や長期間のミッションに対応するため、極低温から超高温まで
対応可能な広範囲な温度安定性、より軽量で柔軟な設計、そして自己修復機能を持つス
マートケーブルなど、次世代の放射線耐性ケーブル技術の開発が加速すると予想されま
す。これらの技術革新は、人類の宇宙への挑戦を新たな次元へと引き上げるでしょう。

元記事: https://aviationcable.com/what-is-radiation-resistant-aviation-cable-and-why-is-it-critical-for-

aerospace-applications/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://aviationcable.com/what-is-radiation-resistant-aviation-cable-and-why-is-it-critical-for-aerospace-applications/
https://aviationcable.com/what-is-radiation-resistant-aviation-cable-and-why-is-it-critical-for-aerospace-applications/


先進パッケージング向け高接着・低誘電ポリウレタン変性
アクリル樹脂ソルダーレジスト

概要

先進パッケージング技術の要求に応えるため、高接着性と低誘電特性を兼ね備えたポ
リウレタン変性アクリル樹脂ソルダーレジストが研究開発されています。この新しい
材料設計は、微細化と高速化が進む電子デバイスの性能向上に不可欠なソリューショ

ンを提供します。従来のソルダーレジストと比較して、高い密着強度と低い誘電損失
を両立することで、信号伝送の信頼性と電気的特性の安定性を向上させることが期待
されます。この研究成果は、次世代電子デバイスの高性能化に大きく寄与するもので

す。

公開日 2026年05月22日  ACS Applied Polymer Materials  アメリカ



詳細

背景：高密度化する電子デバイスとソルダーレジストの役割

近年の電子デバイスは、スマートフォン、高性能サーバー、IoT機器の進化に伴い、ま
すます小型化、高密度化、高周波化が進んでいます。これにより、半導体パッケージン
グ技術、特にプリント配線板（PCB）におけるソルダーレジスト（はんだ耐性保護膜）
には、より高度な性能が求められています。ソルダーレジストは、回路パターンの短絡
防止、フラックスの付着防止、物理的・化学的保護といった基本的な機能に加え、微細
配線形成時の高い接着性、そして高速信号伝送における低誘電損失が不可欠となってい
ます。従来の材料では、これらの要求を同時に満たすことが困難であり、新たな材料設
計が喫緊の課題となっていました。

主要な技術内容：ポリウレタン変性アクリル樹脂の革新

本研究では、先進パッケージングの厳しい要求を満たすため、ポリウレタンを変性した
アクリル樹脂をベースとした新型ソルダーレジストが提案されています。この材料設計
の革新性は以下の点に集約されます。

高接着性: ポリウレタンの持つ柔軟性と優れた接着特性をアクリル樹脂骨格に導入す
ることで、銅配線や各種基板材料に対する強固な密着性を実現します。これにより、
微細な回路パターン上での剥離リスクを低減し、プロセス安定性と信頼性を向上させ
ます。

低誘電特性: アクリル樹脂およびポリウレタン成分の分子構造を最適化し、誘電率と
誘電正接（誘電損失）を低減します。これにより、高周波信号の伝送における信号減
衰や遅延を最小限に抑え、高速データ通信の安定性を確保します。特にミリ波帯域で
の応用が期待されます。

機械的・化学的安定性: はんだ付けプロセスにおける高温暴露や、製造・使用環境下
での化学薬品への耐性も向上させており、ソルダーレジストとしての保護機能を長期
にわたって維持します。

フォトリソグラフィ適性: 感光性樹脂としての特性も保持しており、従来のフォトリ
ソグラフィプロセスを用いて微細なパターン形成が可能です。これにより、高密度配
線設計への対応が容易になります。



これらの特性は、ポリウレタンのソフトセグメントとアクリル樹脂のハードセグメント
のバランスを精密に制御することで実現され、両者の長所を組み合わせた相乗効果を最
大限に引き出しています。

影響と展望：次世代電子デバイスの性能向上

このポリウレタン変性アクリル樹脂ソルダーレジストの開発は、次世代の高性能電子デ
バイス、特に5G/6G通信モジュール、AIプロセッサ、高周波ミリ波レーダーなどの先進
パッケージングにおいて極めて重要な役割を果たすと期待されます。高接着性によりパ
ッケージの信頼性が向上し、低誘電特性によりデータ伝送速度と効率が飛躍的に向上し
ます。

この材料技術の進展は、電子部品のさらなる小型化と機能統合を可能にし、より高性能
でエネルギー効率の高いデバイスの実現に貢献します。研究成果は、材料科学と電子工
学の融合によるイノベーションの具体例であり、今後の電子産業の発展を支える基盤技
術となるでしょう。将来的には、より厳しい環境下や、フレキシブルエレクトロニクス
といった新たな応用分野での展開も視野に入れられています。

元記事: https://pubs.acs.org/toc/aapmcd/8/10

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://pubs.acs.org/toc/aapmcd/8/10


低濃度前駆体からの高靭性ポリイミド繊維膜製造：非溶媒
補助エレクトロスピニング戦略

概要

通常は高濃度ポリマーを必要とする高品質繊維膜製造において、低濃度前駆体から高
靭性ポリイミド繊維膜を生成する新しい非溶媒補助エレクトロスピニング戦略が開発
されました。このアプローチは、非溶媒を導入することでポリマー鎖の絡合を促進

し、ビーズフリーで均一な繊維膜の形成を可能にします。この技術は、ポリイミド材
料の加工性を大幅に改善し、高性能繊維膜の製造に新たな可能性を開くものであり、
フィルター、センサー、医療用デバイスなど多岐にわたる応用が期待されます。

公開日 2026年05月22日  ACS Applied Polymer Materials  アメリカ



詳細

背景：高性能ポリイミド繊維の製造課題

ポリイミド（PI）は、優れた耐熱性、機械的強度、電気絶縁性を持つ高機能ポリマーで
あり、航空宇宙、電子機器、フィルター、医療分野など、多くの先端用途で利用されて
います。特に、PIを微細な繊維膜として加工することで、高い表面積、多孔性、軽量性
を兼ね備えた材料を生成できます。しかし、高品質なビーズフリー（均一で粒状構造の
ない）のポリイミド繊維膜を製造する際、従来のエレクトロスピニング法では高濃度の
ポリマー溶液が必要とされ、これには高い粘度による加工性の制約や、溶媒の回収・処
理コストといった課題がありました。低濃度溶液からの製造は、加工性の改善とコスト
削減に寄与するものの、繊維形成が不十分でビーズが発生しやすいという問題がありま
した。

主要な技術内容：非溶媒補助エレクトロスピニング戦略

本研究で開発された「非溶媒補助エレクトロスピニング戦略」は、低濃度ポリイミド前
駆体溶液から、高い靭性を持つ高品質なポリイミド繊維膜を効率的に製造することを可
能にします。この革新的なアプローチの核心は、エレクトロスピニングプロセス中に
「非溶媒（nonsolvent）」を導入する点にあります。

非溶媒の導入効果: エレクトロスピニングジェットが吐出される際に、周囲の雰囲気
に非溶媒の蒸気を導入したり、スピニング溶液に少量添加したりすることで、ポリマ
ー溶液の相分離を誘導します。これにより、ポリマー鎖の絡合（entanglement）が
促進され、通常は高濃度溶液でしか得られない強固な繊維ネットワークが低濃度溶液
からでも形成されます。

ビーズフリー繊維膜の実現: ポリマー鎖の適切な絡合は、エレクトロスピニング中に
繊維が切断されることなく、連続的で均一なビーズフリーの繊維を形成するために不
可欠です。この戦略により、繊維膜の形態的均一性が大幅に向上します。

高靭性の実現: 均一な繊維構造と密に絡み合ったポリマー鎖は、最終的なポリイミド
繊維膜に優れた機械的靭性を付与します。これにより、フィルターとしての耐久性
や、ウェアラブルセンサーにおける柔軟性など、実際の応用における性能が向上しま
す。



加工性の改善とコスト削減: 低濃度前駆体を使用できるため、溶液の粘度が低下し、
エレクトロスピニングプロセスの安定性が向上し、生産性が高まります。また、高価
な溶媒の使用量を削減し、溶媒回収の負担を軽減することで、製造コストの削減にも
貢献します。

この技術は、ポリイミド前駆体を均一なポリマー溶液として調製し、非溶媒の存在下で
電気的に引伸ばすことで、ナノスケールからマイクロスケールの高配向繊維を形成しま
す。その後、熱イミド化を行うことで、最終的な高靭性ポリイミド繊維膜が得られま
す。

影響と展望：多機能高性能材料への応用

この非溶媒補助エレクトロスピニング戦略は、ポリイミド繊維膜の製造プロセスに革命
をもたらし、その応用範囲を大きく広げる可能性があります。具体的には、以下のよう
な分野での貢献が期待されます。

高性能フィルター: 極めて微細な粒子を効率的に捕捉できる高性能フィルターの開
発。

高度なセンサー: 軽量で柔軟なウェアラブルセンサーや、高感度な化学センサーの基
材。

医療用デバイス: 生体適合性が求められるインプラント材料や薬物送達システム。

電子部品: 高温環境下で使用されるフレキシブルプリント基板や、誘電材料。

この技術は、ポリイミドだけでなく、他の高性能ポリマーを用いた繊維膜製造にも応用
可能であり、材料科学におけるエレクトロスピニング技術の新たなパラダイムを確立す
る可能性があります。加工性の向上とコスト削減は、これらの高性能材料の商業化を加
速させ、持続可能な社会の実現に向けた技術革新を推進するでしょう。

元記事: https://pubs.acs.org/toc/aapmcd/8/10

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://pubs.acs.org/toc/aapmcd/8/10


反りのないポリマーブレンドによる寸法安定性向上：次世
代電子・航空宇宙応用への道

概要

Solvay Specialty Polymers USA LLCが開発した反りのないポリマーブレンド技術は、加
工による変形を最小限に抑え、製品ライフサイクル全体にわたる予測可能で制御可能
な寸法挙動を実現します。この技術は、熱膨張異方性を低減することで、高温下でも

厳密な公差が要求される航空宇宙、自動車、5G技術、高度なコンピューティングシス
テムなどのアプリケーションにおける寸法安定性を大幅に向上させます。高機能特殊
ポリマーの特性を組み合わせることで、優れた耐薬品性と機械的特性も両立していま

す。

公開日 2026年05月22日  PatSnap Eureka  アメリカ



詳細

背景：高機能部品における寸法安定性の重要性

航空宇宙、自動車、高度な電子機器（特に5G技術やAI関連ハードウェア）といった分野
では、部品の性能と信頼性を確保するために、極めて高い寸法安定性が要求されます。
これらの分野で使用されるポリマー材料は、成形加工時の収縮、使用中の温度変化、機
械的負荷などによって変形（反りや歪み）が生じやすく、これが製品の組み立て精度、
機能性、長期信頼性に直接影響を与えます。特に、精密なアライメントが必要な電子パ
ッケージや、高速動作する機械部品においては、わずかな寸法変化も許容されません。
従来の単一ポリマーや一般的な複合材料では、こうした厳しい寸法安定性の要求を満た
すことが困難であり、革新的な材料ソリューションが求められていました。

主要な技術内容：Solvayの反りのないポリマーブレンド

Solvay Specialty Polymers USA LLCが開発した「反りのないポリマーブレンド」技術は、
この寸法安定性という長年の課題を解決するための画期的なアプローチを提供します。
この技術の核心は、複数の高性能ポリマーを精密にブレンドし、その相乗効果を最大限
に引き出すことにあります。

熱膨張異方性の低減: ポリマーブレンドの組成と構造を最適化することで、材料の熱
膨張係数（CTE）の異方性を最小限に抑えます。これにより、温度変化による方向ご
との膨張・収縮の差が低減され、結果として反りや歪みの発生が抑制されます。これ
は、材料の分子配向や結晶構造、フィラーの分散状態を制御することによって実現さ
れます。

加工収縮の均一化: 成形プロセスにおけるポリマーの収縮挙動を精密に制御し、全体
的に均一な収縮率を実現します。これにより、内部応力の発生が抑制され、成形後の
部品に予測可能な寸法安定性がもたらされます。

高性能特殊ポリマーの活用: 高温耐性、優れた機械的特性、耐薬品性を持つSolvayの
特殊ポリマー（例：PEEK、PPSU、LCPなど）を基材として利用。これにより、寸法
安定性だけでなく、厳しい使用環境下での総合的な性能も確保されます。

予測可能な寸法挙動: 材料の挙動を詳細に理解し、シミュレーションと実験を通じて
設計を最適化することで、製品ライフサイクル全体にわたって予測可能で制御可能な
寸法的挙動を実現。これにより、設計者はより高い精度で部品を設計し、製造プロセ
スを管理できるようになります。



このブレンド技術は、単に反りを抑制するだけでなく、同時に材料の機械的強度、耐熱
性、耐薬品性といった他の重要な特性も維持・向上させることを目指しています。

影響と展望：次世代技術の性能と信頼性向上

この反りのないポリマーブレンド技術は、次世代の航空宇宙部品、自動車の軽量構造部
品、高密度電子パッケージ、そして5G/6G通信モジュールや高性能コンピューティング
システムの基幹部品において、その性能と信頼性を飛躍的に向上させる可能性を秘めて
います。特に、高温環境下での安定した寸法精度が求められるアプリケーションにおい
て、この技術は不可欠なソリューションとなるでしょう。

この材料革新は、製品の設計自由度を高め、製造プロセスを簡素化し、最終製品の歩留
まり向上にも貢献します。Solvayのこの技術は、高機能ポリマーのブレンド設計におけ
る最先端を示し、産業界に新たな価値を提供するものです。今後、インダストリー4.0

やスマートマニュファクチャリングとの連携により、さらに精密な寸法制御とカスタマ
イズが可能な材料ソリューションへと進化していくことが期待されます。

元記事: https://eureka.patsnap.com/report-improving-dimensional-stability-with-warpage-free-polymer-

blends

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://eureka.patsnap.com/report-improving-dimensional-stability-with-warpage-free-polymer-blends
https://eureka.patsnap.com/report-improving-dimensional-stability-with-warpage-free-polymer-blends


持続可能なホリデーパッケージングの動向：バイオプラス
チック導入の課題と紙ベース素材への回帰

概要

2026年のホリデーシーズンに向けた持続可能なパッケージングのトレンドは、バイオ
プラスチック、特にPLAやPHAの導入がリサイクルストリームに混乱をもたらすという
予期せぬ課題に直面しています。英国とドイツの消費者調査では、買い物客の71%が

PLAと従来のPETを区別できないことが判明し、この混乱がリサイクル汚染を引き起こ
しています。結果として、多くの小売業者がバイオプラスチックをパッケージング仕
様から静かに除外し、可能な限り紙ベースのモノマテリアルや、家庭で堆肥化可能な

セルロース系フィルムへの移行を推奨する動きが強まっています。

公開日 2026年05月21日  Holidaypacfactory  欧州



詳細

背景：高まる環境意識とパッケージングの持続可能性

近年、消費者の環境意識の高まりを受け、企業は製品パッケージングの持続可能性向上
に注力しています。特に、ホリデーシーズンなどの消費が集中する時期においては、過
剰包装やプラスチック廃棄物の問題が顕在化しやすく、環境負荷の少ないパッケージン
グへの転換が強く求められています。バイオプラスチックは、この課題に対する有望な
解決策として期待され、多くの企業がPLA（ポリ乳酸）やPHA（ポリヒドロキシアルカ
ノエート）などの導入を進めてきました。しかし、その実践には新たな課題が浮上して
います。

主要な技術内容：バイオプラスチック導入の予期せぬ課題と現状

2026年のホリデーパッケージングトレンドに関する調査では、PLAやPHAといったバイ
オプラスチックが、既存のリサイクルストリームに混乱を引き起こしている実態が明ら
かになりました。主要な課題は以下の通りです。

消費者の識別困難性: 英国とドイツで行われた消費者調査によると、買い物客の71%

がPLAと従来のPET（ポリエチレンテレフタレート）を区別できないことが判明しま
した。消費者は見た目や手触りだけで素材を正確に判断することが難しく、リサイク
ルの分別ルールに従うことができません。

リサイクルストリームの汚染: 消費者がPLAを誤ってPETリサイクル容器に入れること
で、リサイクルプロセスにおいて「汚染」が発生します。PLAはPETとは異なる融点
や化学構造を持つため、PETリサイクルプロセスに混入すると最終的なリサイクル材
の品質を低下させ、最悪の場合、リサイクルライン全体に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。

小売業者の対応: このような混乱とリサイクル汚染のリスクを回避するため、多くの
小売業者が2026年のパッケージング仕様からバイオプラスチック（特にPLA）を静か
に除外する動きを見せています。これは、バイオプラスチック導入が期待された環境
効果を、現行のリサイクルインフラでは十分に発揮できないという現実を浮き彫りに
しています。

このため、市場の動向は、シンプルで明確なリサイクル経路を持つ素材、特に紙ベース
のモノマテリアル（単一素材）や、家庭で堆肥化可能なセルロース系フィルムへの回帰
を強く推奨しています。これらは消費者にとって識別が容易であり、既存の廃棄物処理
インフラにおいて、より効果的なリサイクルまたは分解が期待できます。



影響と展望：パッケージング産業の再構築と消費者の役割

この調査結果は、持続可能なパッケージングの実現には、材料の選択だけでなく、リサ
イクルインフラの整備、そして消費者の行動変容を促す明確な情報提供が不可欠である
ことを示しています。バイオプラスチックは依然として長期的な解決策の一部となり得
ますが、そのためには以下の課題に取り組む必要があります。

明確な表示と識別技術: 消費者が素材を容易に識別できるよう、パッケージングに分
かりやすい表示を義務付けたり、自動選別技術の導入を推進したりする。

専用のリサイクルインフラ: バイオプラスチック専用の回収・リサイクル・堆肥化イ
ンフラを整備し、誤分別による汚染を防ぐ。

標準化と認証: 業界全体でバイオプラスチックの標準化を進め、適切な認証制度を確
立する。

将来的には、パッケージング産業は、材料イノベーションと同時に、消費者教育、イン
フラ整備、そして政策誘導を組み合わせた包括的なアプローチを通じて、真に持続可能
なシステムを構築していくことが求められます。この動向は、単なる材料選択に留まら
ず、循環型経済全体を再考する契機となるでしょう。企業は、環境負荷の削減と同時
に、消費者の混乱を避けるための戦略を慎重に立てる必要があります。

元記事: https://www.holidaypacfactory.com/2026-sustainable-holiday-packaging-trends/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.holidaypacfactory.com/2026-sustainable-holiday-packaging-trends/


ユニバーソリューションズ、ダウ社との提携拡大でシリコ
ーン添加剤のEMEA地域流通を強化

概要

ユニバーソリューションズは、ダウ社との提携を拡大し、EMEA（欧州・中東・アフリ
カ）地域の29市場でダウの包括的なシリコーン添加剤ポートフォリオの流通を開始し
ました。この戦略的提携は、プラスチックおよび複合材料アプリケーションにおける

加工効率の向上、耐久性の強化、資源利用の最適化を目的とした先進材料への市場ニ
ーズに応えるものです。これにより、メーカーは進化する業界の要求や複雑化する規
制要件に対応できる、機能強化と環境上の利点を兼ね備えた材料にアクセスできるよ

うになります。

公開日 2026年05月27日  PlasticsToday  アメリカ



詳細

背景：高まる高性能材料と持続可能性への要求

現代の製造業、特にプラスチックおよび複合材料産業では、製品の性能向上、製造プロ
セスの効率化、そして環境負荷の低減という多岐にわたる課題に直面しています。自動
車の軽量化、電子機器の高性能化、建設材料の耐久性向上など、様々な分野で革新的な
材料ソリューションが求められており、その中でもシリコーン添加剤は、材料の加工
性、機械的特性、表面特性などを劇的に改善する鍵となります。同時に、厳しくなる環
境規制やサプライチェーンの持続可能性への要求も高まっており、企業はより効率的か
つ環境に配慮した材料供給網を求めています。

主要な内容：ユニバーソリューションズとダウ社の戦略的提携拡大

ユニバーソリューションズとダウ社は、EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域の29市場
において、ダウ社の広範なシリコーン添加剤ポートフォリオの流通に関する提携を拡大
しました。この提携は、以下の主要な利点を提供します。

幅広い製品ポートフォリオへのアクセス: ダウ社が提供する最先端のシリコーン添加
剤は、幅広いプラスチックおよび複合材料のアプリケーションに対応します。これに
は、潤滑性向上剤、相溶化剤、難燃剤、表面改質剤などが含まれ、多様な顧客ニーズ
に応えることが可能です。

加工効率の向上: シリコーン添加剤は、ポリマー材料の溶融粘度を低下させたり、離
型性を改善したりすることで、射出成形、押出成形などの加工プロセスをスムーズに
し、生産性の向上とエネルギー消費の削減に貢献します。

耐久性の強化: 材料の耐摩耗性、耐候性、耐薬品性を向上させ、最終製品の長寿命化
と信頼性向上に寄与します。これは、特に自動車部品や屋外用途の材料において重要
です。

資源利用の最適化と環境上の利点: 添加剤によって材料性能が向上することで、より
少ない資源で同等またはそれ以上の性能を持つ製品を製造できるようになります。ま
た、特定の添加剤は、リサイクルプロセスの効率化や、特定の環境規制への適合を支
援する役割も果たします。

地域サプライチェーンの強化: ユニバーソリューションズの広範な流通ネットワーク
と技術サポートは、EMEA地域のメーカーに対して、ダウ社の製品を迅速かつ効率的
に供給することを可能にします。これにより、顧客はより迅速に製品開発を行い、市
場投入までの時間を短縮できます。



この提携は、単なる流通拡大にとどまらず、両社の技術的専門知識と市場洞察を組み合
わせることで、顧客への付加価値を最大化することを目指しています。

影響と展望：産業界の進化と持続可能な未来への貢献

ユニバーソリューションズとダウ社の提携拡大は、EMEA地域のプラスチックおよび複
合材料産業に大きな影響を与えるでしょう。高性能シリコーン添加剤へのアクセス向上
は、メーカーがより革新的で競争力のある製品を開発するための機会を創出します。こ
れにより、自動車の軽量化による燃費改善、電子機器の信頼性向上、そして建築物のエ
ネルギー効率改善など、多岐にわたる産業分野で技術革新が加速されることが期待され
ます。

また、この提携は、持続可能な材料ソリューションの普及を促進し、循環型経済の実現
に向けた重要なステップとなります。メーカーは、品質と性能を犠牲にすることなく、
より環境に配慮した製品を開発・製造できるようになり、消費者からの高まる持続可能
性への要求に応えることが可能になります。将来的には、この種の戦略的提携が、グロ
ーバルなサプライチェーン全体の最適化と、よりレジリエントで持続可能な産業構造の
構築に貢献すると考えられます。

元記事: https://www.plasticstoday.com/materials/univar-solutions-expands-dow-partnership-for-

silicone-additives-distribution

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.plasticstoday.com/materials/univar-solutions-expands-dow-partnership-for-silicone-additives-distribution
https://www.plasticstoday.com/materials/univar-solutions-expands-dow-partnership-for-silicone-additives-distribution


大型旅客機向けCFRP製水素タンクのモジュール式組立コ
ンセプト：軽量化と高生産性を両立

概要

大型旅客機向けに、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製の水素タンクにおけるモジ
ュール式組立コンセプトが発表されました。この革新的な設計は、航空機への設置ス
ペースの制約と軽量構造の要求を考慮し、従来のタンクに比べて最大40%の重量削減

を目指します。MDPIに掲載された研究では、年間旅客数の増加による需要急増に対応
するため、高生産速度にスケールアップ可能な新しい製造戦略が不可欠であると強調
されています。この技術は、航空機の脱炭素化と水素航空機の実用化を大きく前進さ

せるものです。

公開日 2026年05月28日  MDPI  グローバル



詳細

背景：航空機の脱炭素化と水素燃料への期待

航空産業は、気候変動対策として二酸化炭素排出量の大幅な削減を迫られており、電気
推進や水素燃料への転換が喫緊の課題となっています。特に、水素を燃料とする航空機
は、排出物が水のみであるため、究極のゼロエミッション航空機として大きな期待が寄
せられています。しかし、水素燃料は体積あたりのエネルギー密度が低く、液体水素と
して貯蔵する場合でも大きなタンク容積が必要となります。さらに、液体水素は極低温
（-253℃）で貯蔵する必要があり、これを航空機に安全かつ効率的に搭載するために
は、極めて軽量で強靭な材料と革新的なタンク設計が不可欠です。

主要な技術内容：CFRP製水素タンクのモジュール式組立コンセプト

MDPIで発表された研究は、大型旅客機向けに、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製
の液体水素タンクにおける画期的なモジュール式組立コンセプトを提案しています。こ
の設計は、航空機の限られた設置スペースと厳格な重量制限という二つの主要な制約を
克服することを目指しています。主要な技術的特徴は以下の通りです。

モジュール設計: 大型の一体型タンクではなく、複数のCFRP製モジュールを組み合わ
せることで、航空機の胴体構造や翼内部など、不規則な形状のスペースにも効率的に
配置することが可能になります。これにより、既存の航空機設計への統合が容易にな
り、空間利用率が向上します。

大幅な軽量化: CFRPは、鋼鉄やアルミニウムと比較して優れた強度重量比を持つた
め、タンク構造の軽量化に大きく貢献します。このモジュール式設計では、最適化さ
れた積層構成と製造技術により、従来の金属製タンクに比べて20%から最大40%の重
量削減を目指しています。これにより、航空機の燃料効率が向上し、航続距離の延長
や積載量の増加が可能になります。

高生産速度への対応: 将来的な水素航空機の需要急増（年間旅客数の増加に伴う）に
対応するためには、タンクの製造速度を大幅に向上させる必要があります。モジュー
ル式組立コンセプトは、各モジュールを並行して製造し、最終的に統合するプロセス
を採用することで、大規模生産と迅速な組み立てを可能にします。自動化された製造
プロセスとの組み合わせにより、コスト効率の高い生産が期待されます。

極低温環境への適応: 液体水素の極低温貯蔵に耐えうるCFRPの材料選定と構造設計が
重要です。熱応力、熱収縮、および水素脆化のリスクを管理するための特別な技術的
アプローチが採用されています。



このコンセプトは、設計段階での柔軟性と、製造段階での効率性を両立させることを目
指しています。

影響と展望：水素航空機時代の到来を加速

このCFRP製水素タンクのモジュール式組立コンセプトは、航空機の脱炭素化に向けた
重要なブレークスルーです。大幅な軽量化と高生産性、そして既存航空機設計への統合
の容易さは、水素燃料航空機の実用化を大幅に加速させるでしょう。これにより、航空
会社は持続可能な運航モデルへと移行し、航空産業全体の環境フットプリントを劇的に
削減することが可能になります。

この技術は、航空分野だけでなく、地上輸送、宇宙輸送、定置型エネルギー貯蔵といっ
た他の分野における大型水素タンクの設計・製造にも応用される可能性があります。今
後、材料技術のさらなる進化、製造プロセスの自動化、そして国際的な規制や標準の整
備が進むことで、水素社会の実現に向けた大きな推進力となることが期待されます。こ
の研究は、未来のクリーンな航空輸送を実現するための具体的なロードマップを示すも
のとして、その発展が注目されます。

元記事: https://www.mdpi.com/2673-4591/133/1/179

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.mdpi.com/2673-4591/133/1/179


セラミック基板対PCB材料の熱性能比較：高出力・高周波
電子システムを支える熱管理

概要

高出力・高周波電子システムにおいて、優れた熱性能と低誘電損失を兼ね備えた材料
の需要が高まっています。この課題に対し、セラミック基板は従来のPCB材料と比較
して顕著な優位性を示します。TDK Electronics AGのCERALINK技術プラットフォーム

は、先進的なセラミック加工と金属化技術を統合し、175°Cまでの接合部温度で動作可
能な基板を提供します。これは、熱管理がシステム信頼性に不可欠な自動車用パワー
モジュールで特に重要であり、セラミック基板が過酷な環境下での安定稼働に貢献す

ることを強調しています。

公開日 2026年05月26日  PatSnap Eureka  ドイツ



詳細

背景：高出力・高周波電子システムの進化と材料の課題

現代の電子デバイスは、電気自動車のパワーエレクトロニクス、5G/6G通信モジュー
ル、高性能サーバー、再生可能エネルギー変換システムなど、ますます高出力化・高周
波化が進んでいます。これらのシステムでは、限られたスペースに多くの熱源が集中
し、高い電力密度と高速信号処理が要求されるため、発熱とそれに伴う温度上昇がデバ
イスの性能劣化や故障の主要因となります。従来のプリント回路基板（PCB）材料は、
有機樹脂をベースとしているため、熱伝導率が低く、高温環境下での寸法安定性や誘電
特性の劣化が課題でした。このため、優れた熱管理能力と安定した電気特性を両立する
新しい基板材料が不可欠となっています。

主要な技術内容：セラミック基板の優位性とCERALINKプラットフォーム

本記事では、高出力・高周波電子システムにおけるセラミック基板と従来のPCB材料の
熱性能を比較し、セラミック基板の顕著な優位性を強調しています。セラミック材料
は、その分子構造上、以下の特性を備えています。

優れた熱伝導率: セラミックは、多くの有機PCB材料と比較して格段に高い熱伝導率
を持ちます。これにより、半導体チップから発生する熱を効率的に拡散・放熱し、接
合部温度の上昇を抑制します。これは、デバイスの寿命と信頼性を向上させる上で非
常に重要です。

高い耐熱性: 有機材料よりもはるかに高い融点や分解温度を持つため、高温環境下で
も材料の機械的強度や電気的特性を維持します。これにより、高出力デバイスの安定
稼働を保証します。

低誘電損失: 高周波帯域において誘電率が安定しており、誘電損失が低いため、信号
の減衰を最小限に抑え、高速信号伝送の忠実性を維持します。

低熱膨張係数（CTE）: 半導体材料に近い熱膨張係数を持つため、温度変化による基
板とチップ間の熱応力発生を低減し、接合部の信頼性を高めます。

TDK Electronics AGが開発した「CERALINK技術プラットフォーム」は、これらのセラミ
ック材料の利点を最大限に引き出すものです。CERALINKは、先進的なセラミック加工
技術と精密な金属化技術を統合し、以下のような特徴を持つ基板を提供します。

高温動作保証: 最大175°Cまでの接合部温度での安定動作を保証し、自動車用パワー
モジュールなどの厳しい熱環境下での使用を可能にします。



高電力密度対応: 優れた放熱性と電気特性により、より高電力密度のシステム設計を
サポートします。

高信頼性: 熱応力と電気的劣化を抑制することで、長期間にわたる高いシステム信頼
性を実現します。

この技術は、アルミナ、窒化アルミニウム、炭化ケイ素などのセラミック材料を基盤と
し、用途に応じて最適な特性を提供します。

影響と展望：自動車用パワーモジュールと次世代電子機器の革新

セラミック基板、特にTDKのCERALINKプラットフォームのような先進技術は、自動車用
パワーモジュールにおいて決定的な優位性をもたらします。電気自動車のインバーター
や充電器など、高出力と高信頼性が同時に求められる部品では、優れた熱管理がシステ
ム全体の性能と安全性を左右します。CERALINK技術は、これらの課題を解決し、より
小型で高効率、かつ長寿命のパワーモジュールを実現することで、電気自動車の普及を
加速させるでしょう。

また、この技術は、航空宇宙、再生可能エネルギー、産業用電子機器、医療機器など、
他の高信頼性・高出力アプリケーションにも広く応用される可能性があります。セラミ
ック基板の進化は、電子機器の性能限界をさらに押し上げ、未来の技術革新を支える基
盤として、その動向が強く注目されています。

元記事: https://eureka.patsnap.com/report-ceramic-substrates-vs-pcb-materials-thermal-performance-

comparison

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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バイオベースBEE/PLA複合材料の適合性・性能向上：分子
動力学と実験アプローチの統合

概要

バイオベースのBEE（バイオエタノールエステル）/PLA（ポリ乳酸）複合材料の適合性
と全体的な性能を向上させるため、分子動力学シミュレーションと実験的アプローチ
を統合した研究が行われました。この研究は、高分子量適合化剤が複合材料の界面特

性に与える影響を包括的に分析し、高性能バイオベース複合材料の設計に理論的基礎
を提供します。この成果は、持続可能な材料の開発における重要な進展であり、界面
挙動を調査する新しい方法論を提示するものです。

公開日 2026年05月21日  ACS Publications  アメリカ



詳細

背景：バイオベース複合材料の課題と界面適合性の重要性

プラスチック汚染問題への対策として、ポリ乳酸（PLA）などのバイオベースポリマー
は、生分解性や再生可能性から注目を集めています。しかし、PLA単独では脆性や熱安
定性の課題があり、強度や靭性などの機械的特性を向上させるために、他のバイオベー
スポリマー（例：バイオエタノールエステル、BEE）との複合化が試みられています。
しかし、異なる種類のポリマーをブレンドする際、しばしば互いの相溶性（適合性）が
低いという問題に直面します。相溶性が低いと、材料内部で相分離が起こり、界面接着
力が弱まるため、最終的な複合材料の機械的性能が期待通りに向上しません。この界面
適合性の課題を克服し、高性能なバイオベース複合材料を開発することが、持続可能な
材料科学における重要な研究テーマとなっています。

主要な技術内容：分子動力学と実験による適合性・性能向上

本研究では、バイオベースのBEE/PLA複合材料の適合性と全体的な性能を向上させるた
め、分子動力学（MD）シミュレーションと実験的アプローチを統合した革新的な手法
が採用されました。この統合アプローチの主要な技術的特徴は以下の通りです。

高分子量適合化剤の利用: BEEとPLAの間に化学的または物理的な相互作用を促進する
高分子量適合化剤が導入されました。適合化剤は、両ポリマー鎖の間に「架け橋」の
ような役割を果たし、界面接着力を強化します。

分子動力学（MD）シミュレーション: 実験に先立ち、または並行して、分子レベル
でのBEE、PLA、適合化剤の相互作用をシミュレーションしました。これにより、適
合化剤がポリマーブレンドの微細構造、相溶性、界面接着にどのように影響するかを
原子レベルで詳細に予測・理解することが可能になります。例えば、適合化剤の導入
が界面エネルギーを低下させ、相分離を抑制するメカニズムが明らかにされます。

実験的検証と特性評価: MDシミュレーションで得られた知見に基づき、様々な組成
と条件でBEE/PLA複合材料を実際に製造し、その機械的特性（引張強度、衝撃強度、
靭性）、熱特性（DSC、TGA）、形態学的特性（SEM、TEM）などを詳細に評価しま
した。これにより、シミュレーション予測の妥当性を確認し、最適な材料設計を導き
出します。



界面挙動の包括的分析: MDシミュレーションと実験データとの比較検証を通じて、
適合化剤がBEEとPLAの界面において、分子間力、絡合度、拡散挙動にどのような影
響を与えるかを包括的に分析しました。この深層的な理解は、今後の複合材料設計の
指針となります。

この統合アプローチにより、高分子量適合化剤の導入がBEE/PLA複合材料の界面適合性
を大幅に改善し、結果として引張強度や靭性といった機械的性能が飛躍的に向上するこ
とが実証されました。

影響と展望：持続可能な高性能材料の設計指針

この研究成果は、高性能なバイオベース複合材料の設計に重要な理論的基礎と実践的な
指針を提供します。分子動力学シミュレーションと実験を組み合わせることで、材料の
微細構造と巨視的特性の間の関係性をより深く理解できるようになり、開発プロセスを
効率化できます。これにより、以下の分野での進展が期待されます。

持続可能な包装材料: PLAベースの包装材料の強度と耐久性を向上させ、適用範囲を
拡大。

自動車部品・建材: 軽量で環境に優しい高機能部品の開発。

生体医療材料: 生分解性と機械的特性を兼ね備えたインプラントや医療用デバイス。

この新しい方法論は、バイオベースポリマーだけでなく、他の高分子ブレンドや複合材
料の界面科学研究にも広く応用可能であり、持続可能な社会の実現に向けた材料革新の
加速に貢献するでしょう。今後の研究では、長期的な安定性や生分解挙動の精密な制御
が課題となります。

元記事: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.6c00206

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.6c00206


アルケマ2025年ユニバーサル登録書類：高機能ポリマー
と循環型ソリューションの革新

概要

アルケマは2025年ユニバーサル登録書類において、高機能ポリマー（Kynar®、
Kepstan®、Zenimid™など）がマイクロエレクトロニクス機器の熱的・化学的・誘電
的特性に優れていることを強調しました。同社はまた、柔軟な床材設置ソリューショ

ンR3Bond®によるリサイクル促進や、PrepDBによる自動車部品の寿命末期分離技術、
包装分野での「ウォッシュオフ」ソリューションなど、複数の革新的なリサイクル技
術を提供しています。これらの取り組みは、循環型経済への貢献と「オンデマンド分

解」という新たな要求に対応するものです。

公開日 2026年05月21日  Arkema  フランス



詳細

背景：高機能材料への需要と持続可能性への転換

現代社会では、マイクロエレクトロニクス、自動車、包装など多様な産業において、よ
り高い性能、信頼性、そして環境持続可能性を持つ材料が不可欠となっています。特
に、データ量の爆発的増加に伴う電子デバイスの高性能化、資源枯渇と廃棄物問題の深
刻化は、材料メーカーに対し、画期的な高機能材料の開発と同時に、材料のライフサイ
クル全体にわたる循環型ソリューションの提供を強く求めています。アルケマは、長年
にわたり培ってきた高機能ポリマーの専門知識を活かし、これらの市場ニーズと環境課
題に応えるための戦略を進めています。

主要な技術内容：高機能ポリマーと循環型ソリューションの統合

アルケマの2025年ユニバーサル登録書類は、同社が提供する高機能ポリマーの優位性
と、循環型経済への貢献を目指す革新的なリサイクル技術に焦点を当てています。

高機能ポリマーの卓越性

Kynar®（PVDF）: 優れた耐薬品性、耐候性、UV安定性、電気絶縁性を持ち、ワイヤ
ー・ケーブル、バッテリー、建築用コーティング、水処理膜などで利用されます。マ
イクロエレクトロニクス製造装置の超純水配管にも不可欠です。

Kepstan®（PEKK）: 高い機械的強度、耐熱性、耐薬品性を兼ね備えた超高性能ポリ
マーで、航空宇宙、石油・ガス、医療分野の過酷な環境下での使用に適しています。

Zenimid™（ポリイミドフィルム）: 極めて高い耐熱性、電気絶縁性、機械的強度、
寸法安定性を持つフィルムで、フレキシブルプリント基板、航空宇宙用断熱材、モー
ター絶縁などに使用され、マイクロエレクトロニクス機器の厳しい熱的、化学的、誘
電的特性要求に応えます。

革新的なリサイクル技術と循環型ソリューション
アルケマは、高機能材料の提供だけでなく、そのライフサイクル全体での持続可能性を
高めるための革新的なリサイクル技術にも注力しています。

R3Bond®（柔軟な床材設置ソリューション）: 建設・建築分野における柔軟な床材
の設置に用いられる接着ソリューションであり、使用済みの床材を容易に剥離・回収
し、リサイクルを可能にすることで、建設廃棄物の削減と資源の循環に貢献します。



PrepDB（自動車部品の分離技術）: 自動車のEV化に伴い、高機能複合材料の利用が
増加していますが、寿命末期での部品分離・リサイクルが課題です。PrepDB技術
は、自動車部品を容易に分離・分解し、構成材料を効率的に回収できるように設計さ
れており、自動車産業における循環型経済を促進します。

「ウォッシュオフ」ソリューション（包装・ラベリング分野）: 飲料ボトルなどのプ
ラスチック容器に貼付されるラベルは、リサイクルプロセスでの異物混入の原因とな
ることがあります。「ウォッシュオフ」ソリューションは、リサイクルプロセス中に
ラベルが容易に剥がれ落ちるように設計されており、高品質なプラスチック再生材の
生産を可能にします。これは、リサイクルの課題と、必要に応じて材料を分解・分離
する「オンデマンド分解」という新たな市場要求に対応するものです。

影響と展望：持続可能な産業への貢献と新たな価値創造

アルケマのこれらの取り組みは、高機能材料の性能を最大化しつつ、その環境フットプ
リントを最小化するという現代の産業界が直面する二重の課題に対する強力なソリュー
ションを提供します。高機能ポリマーは、次世代エレクトロニクスや航空宇宙、エネル
ギー分野におけるイノベーションを加速させる基盤となります。

同時に、リサイクル技術の進展は、廃棄物削減、資源効率向上、CO2排出量削減に貢献
し、循環型経済の実現を後押しします。特に、「オンデマンド分解」というコンセプト
は、将来的な材料設計と製品ライフサイクル管理において新たな可能性を拓くもので
す。アルケマは、材料のイノベーションと持続可能性を両立させることで、顧客への新
たな価値を創造し、よりレジリエントで環境に優しい産業社会の構築に貢献していくで
しょう。

元記事:

https://www.arkema.com/files/live/sites/shared_arkema/files/downloads/investorrelations/en/finance/ARKEMA

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.arkema.com/files/live/sites/shared_arkema/files/downloads/investorrelations/en/finance/ARKEMA_URD_2025_UK_MEL.pdf


ループインダストリーズ、PETリサイクル技術の商業化と
「継続企業」リスク

概要

Loop Industriesは、廃PETプラスチックとポリエステル繊維をバージン品質の樹脂に変
換する低温解重合ベースのInfinite Loop™技術の商業化を進めています。同社はインド
にEster Industriesとの合弁事業で年間70,000トンの施設を建設し、欧州でのライセンス

プラットフォームも展開しています。この技術は循環型経済への貢献が期待されます
が、一方で同社の財務状況には「継続企業（Going Concern）」の疑義が示されてお
り、技術の商業化と大規模プラント建設への取り組みの継続性が課題となっていま

す。

公開日 2026年05月27日  stocktitan.net  アメリカ



詳細

背景：高まるPETリサイクル需要と技術革新の必要性

PET（ポリエチレンテレフタレート）プラスチックは、飲料ボトル、食品容器、ポリエ
ステル繊維など、私たちの日常生活に不可欠な素材です。しかし、その大量消費は、プ
ラスチック廃棄物問題と資源枯渇の深刻化を招いています。従来の機械的リサイクルで
は、汚染されたPETや混合された繊維からのリサイクルが難しく、高品質な再生PETを生
産するには限界がありました。このため、PETを高分子レベルで分解し、純粋なモノマ
ーに再変換する化学リサイクル技術が、真の循環型経済を実現するための重要な解決策
として注目されています。この技術は、バージンPETと同等の品質を持つ再生PETを生産
できるため、食品接触用途など高い品質が求められる分野での利用も可能にします。

主要な技術内容：Loop IndustriesのInfinite Loop™プロセス

Loop Industriesは、廃PETプラスチックとポリエステル繊維をバージン品質のPET樹脂に
変換する「Infinite Loop™」という画期的な低温解重合技術を開発・商業化していま
す。この技術の主要な特徴は以下の通りです。

低温解重合: 従来の高温プロセスに比べ、比較的低温でPETを構成するモノマー（テ
レフタル酸ジメチルやエチレングリコールなど）に分解します。これにより、エネル
ギー消費を抑え、CO2排出量を削減しながら効率的にリサイクルが可能です。

幅広い原料対応: 汚染されたPET廃棄物、色付きPET、さらには混合されたポリエステ
ル繊維（衣料品など）も原料として受け入れることができます。これにより、リサイ
クル可能なPET廃棄物の範囲が大幅に拡大します。

バージン品質の生産: 分解されたモノマーは高度に精製され、新しいPET樹脂の製造
に直接使用できる高純度な状態に戻されます。この再生PETは、食品接触用途など、
厳格な品質基準が求められるアプリケーションにおいても、バージンPETと区別なく
使用できる品質を有します。

商業化への取り組み: Loop Industriesは、この技術をグローバルに展開するため、イ
ンドのEster Industriesとの50/50合弁事業を通じて、年間70,000トン処理能力を持つ
大規模施設の建設を進めています。また、欧州においてもライセンスプラットフォー
ムを展開し、技術の普及を図っています。



このプロセスは、PETの無限の循環を可能にすることを目指しており、リサイクル性を
大幅に向上させることで、プラスチック廃棄物の問題を根本から解決する可能性を秘め
ています。

影響と展望：「継続企業」リスクと循環型経済への貢献

Loop IndustriesのInfinite Loop™技術は、PETの循環型経済への移行を大きく推進する潜
在力を持っています。高品質な再生PETの安定供給は、ブランド企業がサステナビリテ
ィ目標を達成し、消費者の環境意識に応える上で重要な役割を果たすでしょう。しか
し、同社の財務状況には「継続企業（Going Concern）」に関する疑義が示されてお
り、これは、同社が事業を継続していく上で資金繰りなどの課題に直面していることを
意味します。このような財務リスクは、技術の商業化および大規模プラント建設という
野心的な計画の実行を遅らせる可能性があり、投資家やパートナー企業は、この点に注
目しています。

この技術が成功裏に商業化されれば、世界的なPET廃棄物問題の解決に大きく貢献し、
プラスチック産業の脱炭素化と資源効率の向上を加速させることができます。一方で、
新しい技術の実用化には常に資金調達や市場投入の課題が伴います。Loop Industriesが
これらの課題を克服し、持続可能なビジネスモデルを確立できるかどうかが、今後の循
環型PETエコシステムの発展を左右する重要な鍵となるでしょう。

元記事: https://www.stocktitan.net/sec-filings/LOOP/10-k-loop-industries-inc-files-annual-report-

65534b9dd8e7.html

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.stocktitan.net/sec-filings/LOOP/10-k-loop-industries-inc-files-annual-report-65534b9dd8e7.html
https://www.stocktitan.net/sec-filings/LOOP/10-k-loop-industries-inc-files-annual-report-65534b9dd8e7.html


タンポポからの天然ゴム生産：バイオテクノロジー新興企
業が持続可能な代替品を開発

概要

バイオテクノロジー新興企業QuberTechは、高収量のタンポポを栽培し、天然ゴムお
よびその他の高価値バイオベース材料を生産する先進技術を開発しました。このプラ
ットフォームは、食品、化粧品、持続可能なパッケージング、先進バイオ材料など、

複数の産業に応用可能な化合物を生成します。QuberTechの目的は、世界の天然ゴム
サプライチェーンの脆弱性に対処し、持続可能な代替品を提供することで、環境負荷
の少ない資源利用を促進することです。

公開日 2026年05月26日  SustMeme  グローバル



詳細

背景：天然ゴムサプライチェーンの課題と代替資源の探求

天然ゴムは、タイヤ、医療用品、衣料品など多岐にわたる製品に不可欠な素材であり、
その需要は世界的に高まっています。しかし、現在の天然ゴムの供給源のほとんどは、
特定の地域（主に東南アジア）に生息するパラゴムノキ（Hevea brasiliensis）に依存し
ており、病害、気候変動、土地利用の変化、そして社会経済的要因によってサプライチ
ェーンが脆弱であるという課題を抱えています。また、ゴム栽培のための森林破壊は生
物多様性の損失にもつながります。これらの問題に対処し、より持続可能で安定した天
然ゴムの供給を確保するために、代替となる植物からのゴム生産技術の探求が世界中で
進められています。

主要な技術内容：QuberTechのタンポポ由来バイオテクノロジー

バイオテクノロジーの新興企業QuberTechは、この課題に対する有望な解決策として、
高収量のタンポポを栽培し、そこから天然ゴムとその他の高価値バイオベース材料を生
産する先進的なバイオテクノロジーを開発しました。この革新的なプラットフォームの
主要な特徴は以下の通りです。

高収量タンポポの栽培: QuberTechは、特定の遺伝子改良や栽培技術を用いて、天然
ゴムの生産に適した高収量のタンポポ品種を開発しています。タンポポは比較的短い
生育期間で栽培が可能であり、多様な気候条件に適応できるため、従来のゴムノキよ
りも栽培地域の柔軟性が高いという利点があります。

天然ゴムの効率的抽出: タンポポの根に含まれるラテックスから、高品質な天然ゴム
を効率的に抽出するプロセスを確立。これにより、従来のゴムノキからの抽出と比較
して、資源利用効率が高く、製造コストの削減にも貢献します。

多用途なバイオベース材料の生産: このプラットフォームは、天然ゴムだけでなく、
タンポポから食品、化粧品、持続可能なパッケージング、先進バイオ材料など、複数
の産業に応用可能な他の高価値な化合物も生成します。例えば、イヌリンなどの多糖
類や、抗酸化物質、特殊化学品などが挙げられます。これにより、タンポポ資源の多
角的な活用が可能となり、経済的付加価値が高まります。

環境負荷の低減: パラゴムノキのプランテーションに比べて、タンポポ栽培は土地利
用効率が高く、生物多様性への影響が少ない可能性があります。また、栽培の地域分
散により、特定の地域での病害や気候変動によるサプライチェーンリスクを軽減でき
ます。



QuberTechの技術は、植物科学、遺伝子工学、プロセス化学の最先端を統合すること
で、この種のバイオベース生産の可能性を大きく広げています。

影響と展望：持続可能な天然ゴム市場と新たな産業機会

QuberTechによるタンポポ由来天然ゴムの商業化は、世界の天然ゴムサプライチェーン
の脆弱性に対処し、より持続可能で安定した代替品を提供する上で大きな意味を持ちま
す。これにより、タイヤ産業や医療産業など、天然ゴムを大量に消費する分野は、環境
負荷の少ない原料を確保できるようになり、企業のサステナビリティ目標達成に貢献し
ます。

また、天然ゴム以外の高価値バイオベース材料の同時生産は、新たな産業機会を創出
し、地域経済の活性化にもつながるでしょう。この技術は、バイオエコノミーの推進に
おける重要なステップであり、持続可能な資源利用と循環型社会の実現に向けたモデル
ケースとなりえます。今後、栽培規模の拡大、生産コストの最適化、そして製品の品質
安定化が課題となりますが、QuberTechの取り組みは、未来の材料供給に革新をもたら
すものとして、その動向が注目されます。

元記事: https://sustmeme.com/2026/05/26/biotech-startup-to-grow-rubber-from-dandelions/

収集日: 2026年05月29日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://sustmeme.com/2026/05/26/biotech-startup-to-grow-rubber-from-dandelions/

